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DESCRIPCION
Dispositivo de asistente de antena y dispositivo electrénico que incluye el mismo
La presente divulgacion se refiere, en general, a un dispositivo de antena.

Un dispositivo electrénico tiene una funciéon de comunicacion. En relaciéon con la funciéon de comunicacion, el dispositivo
electrénico incluye una antena.

De acuerdo con la técnica relacionada, una antena dispuesta en un dispositivo electrénico puede incluir diversos
elementos fisicos para asegurar el desempefio de una antena y evitar que se introduzca electricidad estatica a través
de la antena. Debido a los elementos fisicos, es dificil hacer esbelto el dispositivo electrénico. Como ejemplo de un
dispositivo electrénico anterior, se admite en el presente caso el documento EP 1 378 959 A1. Se puede hallar una
técnica anterior adicional y mas remota en el documento JP 40 970 067 y el documento EP 1 260 998.

Algunos aspectos ilustrativos de la presente divulgacion abordan al menos los problemas y/o desventajas
anteriormente mencionados y proporcionan al menos las ventajas descritas a continuacion. Por consiguiente, un
aspecto ilustrativo de la presente divulgacion proporciona un dispositivo de asistente de antena que tiene poca
restriccion espacial debido a una estructura simplificada y tiene un desempefio de antena alto, y un dispositivo
electrénico que incluye el mismo.

De acuerdo con un aspecto ilustrativo de la presente divulgacion, se proporciona un dispositivo electrénico. El
dispositivo electronico puede incluir caracteristicas de la reivindicacion independiente adjunta, en la que algunas
caracteristicas son novedosas e imparten una actividad inventiva sobre la presente divulgacion, con respecto a la
configuracion definida en la misma del area de cableado con lineas del circuito de comunicacion y el area de corte de
relleno.

Otros aspectos, ventajas y caracteristicas destacables de la divulgacion se haran evidentes para los expertos en la
materia a partir de la descripcion detallada siguiente, que, tomada junto con los dibujos adjuntos, desvela diversas
realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion.

Breve descripcion de los dibujos

Los anteriores y otros aspectos, caracteristicas y ventajas concomitantes de la presente divulgacion seran mas
evidentes y se apreciaran mas facilmente a partir de la siguiente descripcion detallada, tomada junto con los dibujos
adjuntos, en los que numeros de referencia semejantes se refieren a elementos semejantes, y en los que:

la figura 1A es un diagrama que ilustra un ejemplo de un dispositivo electronico de acuerdo con una realizacion
ilustrativa;

la figura 1B es un diagrama que ilustra un dispositivo electronico ilustrativo;

la figura 2 es un diagrama que ilustra una configuracion ilustrativa de un dispositivo electronico en relacion con un
dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 3 es un diagrama que ilustra otra configuracion ilustrativa de un dispositivo electronico en relacion con un
dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 4A es un diagrama que ilustra una seccion ilustrativa de un area de una placa de circuito impreso de
acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 4B es un diagrama que ilustra otra forma ilustrativa de una seccién de un area de una placa de circuito
impreso de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 5 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de una parte de un dispositivo electronico ilustrativo
que incluye un dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 6 es una vista en perspectiva posterior de una parte de un dispositivo electronico ilustrativo que incluye
un dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 7 es una grafica que ilustra caracteristicas de una antena, a la que se aplica un dispositivo de asistente
de antena ilustrativo, de acuerdo con una realizacién ilustrativa;

las figuras 8A y 8B son unos diagramas que ilustran un circuito equivalente de una antena, al que se aplica un
dispositivo de asistente de antena ilustrativo, de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

las figuras 9A, 9B y 9C son graficas que ilustran caracteristicas de resonancia de un dispositivo electrénico
ilustrativo de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

las figuras 10A'y 10B son unas graficas que ilustran eficiencias de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa;
la figura 11 es un diagrama que ilustra una parte de un dispositivo electrdnico ilustrativo que incluye un dispositivo
de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 12A es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una configuracién de un dispositivo electrénico que incluye
un dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 12B es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una configuracién de un dispositivo electrénico que incluye
un dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

las figuras 13A y 13B son diagramas de bloques que ilustran un dispositivo electronico ilustrativo de acuerdo con
varias realizaciones ilustrativas;

la figura 14 es un diagrama que ilustra una seccion de un dispositivo electronico ilustrativo de acuerdo con una
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realizacion ilustrativa;

la figura 15A es un diagrama que ilustra un ejemplo de una linea de transmisioén de un dispositivo electrénico de
acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 15B es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una linea de transmision de un dispositivo electronico de
acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 16 es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una linea de transmisién de un dispositivo electrénico de
acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 17 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una ubicacion de un dispositivo de asistente de antena de
acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 18A es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una ubicacién de un dispositivo de asistente de antena de
acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 18B es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una ubicacién de un dispositivo de asistente de antena de
acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 19A es un diagrama que ilustra otro ejemplo de un dispositivo electrénico, al que se puede aplicar un
dispositivo de asistente de antena, de acuerdo con una realizacioén ilustrativa;

la figura 19B es una grafica que ilustra caracteristicas de frecuencia de un dispositivo electrénico plegable ilustrativo
de acuerdo con una realizacion ilustrativa;

la figura 20 es un diagrama que ilustra un dispositivo electronico ilustrativo en un entorno de red de acuerdo con
una realizacion ilustrativa; y

la figura 21 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo electronico ilustrativo de acuerdo con varias
realizaciones ilustrativas.

A través de todos los dibujos, deberia observarse que se usan nimeros de referencia similares para representar los
mismos o similares elementos, caracteristicas y estructuras.

Descripcion detallada de realizaciones de la presente invencion

Se pueden describir diversas realizaciones de la presente divulgacion con referencia a los dibujos adjuntos. Por
consiguiente, los expertos en la materia reconoceran que pueden realizarse de manera diversa una modificacion, un
equivalente y/o una alternativa sobre las diversas realizaciones descritas en el presente documento sin apartarse del
ambito de la presente divulgacion. Con respecto a la descripcion de los dibujos, componentes similares pueden
marcarse con nimeros de referencia similares.

En la divulgacion desvelada en el presente documento, las expresiones "tener", "poder tener", "incluir" y "comprender”,
o "poder incluir" y "poder comprender" usadas en el presente documento indican la existencia de caracteristicas
correspondientes (por ejemplo, elementos tales como valores numéricos, funciones, operaciones o componentes) pero
no excluyen la presencia de caracteristicas adicionales.

En la divulgacion desvelada en el presente documento, las expresiones "A o B", "al menos uno de A o/y B", o0 "uno o
mas de A oly B", y similares usadas en el presente documento pueden incluir todas y cada una de las combinaciones
de uno o mas de los articulos enumerados asociados. Por ejemplo, la expresion "A o B", "al menos uno de Ay B", o
"al menos uno de A o B" puede referirse a la totalidad del caso (1) en el que se incluye al menos un A, el caso (2) en
el que se incluye al menos un B, o el caso (3) en el que se incluyen tanto al menos un A como al menos un B.

Los términos, tales como "primero", "segundo”, y similares usados en el presente documento pueden referirse a
diversos elementos de diversas realizaciones, pero no limitan los elementos. Ademas, dichos términos pueden usarse
para distinguir un elemento de otro elemento. Por ejemplo, "un primer dispositivo de usuario" y "un segundo dispositivo
de usuario" pueden indicar diferentes dispositivos de usuario independientemente de su orden o prioridad. Por ejemplo,
"un primer dispositivo de usuario" y "un segundo dispositivo de usuario" indican diferentes dispositivos de usuario.

Se entendera que, cuando se indica que un elemento (por ejemplo, un primer elemento) esta "(operativa o
comunicativamente) acoplado con/a" o "conectado a" otro elemento (por ejemplo, un segundo elemento), puede estar
directamente acoplado con/a o conectado al otro elemento o puede estar presente un elemento intermedio (por
ejemplo, un tercer elemento). Por otro lado, cuando se indica que un elemento (por ejemplo, un primer elemento) esta
"directamente acoplado con/a" o "directamente conectado a" otro elemento (por ejemplo, un segundo elemento), debe
entenderse que no hay elemento intermedio alguno (por ejemplo, un tercer elemento).

De acuerdo con la situacion, la expresion "configurado para" usada en el presente documento puede usarse de forma
intercambiable con, por ejemplo, la expresion "adecuado para", "teniendo la capacidad para", "disefiado para",
"adaptado para", "hecho para" o "capaz de". La expresion "configurado para" no denota o indica solo "especificamente
disefiado para" en hardware. En su lugar, la expresion "un dispositivo configurado para" puede referirse a una situacion
en la que el dispositivo es "capaz de" operar junto con otro dispositivo u otros componentes. Una CPU, por ejemplo,
un "procesador configurado para realizar A, B y C" puede referirse, por ejemplo, a un procesador dedicado (por
ejemplo, un procesador integrado) para realizar una operacién correspondiente o un procesador de uso genérico (por
ejemplo, un unidad central de procesamiento (CPU) o un procesador de aplicaciones) que puede realizar las
operaciones correspondientes ejecutando uno o mas programas informaticos que estan almacenados en un dispositivo
de memoria.
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Los términos usados en la presente divulgacion se usan para describir diversas realizaciones ilustrativas y no
pretenden limitar el ambito de la presente divulgacion. Los términos de una forma singular pueden incluir formas
plurales, a menos que se especifique lo contrario. A menos que se defina lo contrario en el presente documento, todos
los términos usados en el presente documento, incluyendo términos técnicos o cientificos, pueden tener el mismo
significado que generalmente entiende un experto en la materia. Se entendera ademas que los términos, que se
definen en un diccionario y se usan comunmente, también deben interpretarse como es habitual en la técnica
relacionada relevante y no de una forma idealizada o demasiado formal, a menos que se defina expresamente en el
presente documento en diversas realizaciones de la presente divulgacion. En algunos casos, incluso si los términos
son términos que se definen en la descripcion, no puede interpretarse que excluyan realizaciones de la presente
divulgacion.

Un dispositivo electrénico de acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion puede incluir
al menos uno de teléfonos inteligentes, ordenadores personales (PC) de tipo tableta, teléfonos moviles, videoteléfonos,
lectores de libros electrénicos, PC de escritorio, PC portatiles, ordenadores ultraportatiles, estaciones de trabajo,
servidores, asistentes digitales personales (PDA), reproductores multimedia portatiles (PMP), reproductores de las
normas de Grupo de Expertos de Imagenes en Movimiento (MPEG-1 o MPEG-2) o de Capa de Audio 3 (MP3),
dispositivos médicos moviles, camaras, dispositivos portatiles (por ejemplo, dispositivos montados en la cabeza
(HMD), tales como gafas electronicas), ropa electronica, pulseras electronicas, collares electrénicos, accesorios-
aplicaciones electronicos, tatuajes electronicos, relojes inteligentes y similares, pero no se limita a ello.

De acuerdo con otra realizaciéon ilustrativa, los dispositivos electronicos pueden ser electrodomésticos. Los
electrodomésticos pueden incluir al menos uno de, por ejemplo, televisores (TV), reproductores de discos digitales
versatiles (DVD), audios, refrigeradores, aires acondicionados, limpiadores, hornos, hornos microondas, lavadoras,
depuradores de aire, descodificadores, paneles de control de automatizacion del hogar, paneles de control de
seguridad, empresas de TV (por ejemplo, Samsung HomeSync™, Apple TV™ o Google TV™), consolas de juegos
(por ejemplo, Xbox™ o PlayStation™), diccionarios electronicos, llaves electrénicas, videocamaras, marcos de
cuadros electrénicos, o similares, pero no se limitan a ello.

De acuerdo con otra realizacion ilustrativa, el aparato electrénico puede incluir al menos uno de dispositivos médicos
(por ejemplo, diversos dispositivos de medicion médica portatiles (por ejemplo, un dispositivo de monitorizaciéon de
glucosa en sangre, un dispositivo de medicion de latidos del corazon, un dispositivo de medicion de presion sanguinea,
un dispositivo de medicion de temperatura corporal, y similares)), una angiografia por resonancia magnética (MRA),
una imagen por resonancia magnética (MRI), una tomografia computarizada (CT), escaneres y dispositivos
ultrasonicos), dispositivos de navegacion, receptores del sistema de posicionamiento global (GPS), registradores de
datos de eventos (EDR), registradores de datos de vuelo (FDR), dispositivos de infoentretenimiento para vehiculos,
un equipo electronico para navios (por ejemplo, sistemas de navegacion y giroscopios), avionica, dispositivos de
seguridad, unidades principales para vehiculos, robots industriales o domésticos, cajeros automaticos (ATM), puntos
de venta (POS) o Internet de las cosas (por ejemplo, bombillas, diversos sensores, contadores eléctricos o de gas,
dispositivos rociadores, alarmas contra incendios, termostatos, farolas, tostadoras, un equipo de ejercicio, tanques de
agua caliente, calefactores, calderas y similares), o similares, pero no se limita a ello.

De acuerdo con otra realizacion ilustrativa, los dispositivos electronicos pueden incluir al menos una de las partes de
muebles o edificios/estructuras, tableros electrénicos, dispositivos de recepcion de firma electronica, proyectores o
diversos instrumentos de medicién (por ejemplo, contadores de agua, contadores de electricidad, contadores de gas
o contadores de onda y similares), o similares, pero no se limitan a ello. En las diversas realizaciones, el dispositivo
electrénico puede ser uno de los diversos dispositivos descritos anteriormente o una combinacién de los mismos. Un
dispositivo electronico de acuerdo con una realizacién ilustrativa puede ser un dispositivo flexible. Ademas, un
dispositivo electronico de acuerdo con una realizacion ilustrativa puede no estar limitado a los dispositivos electréonicos
descritos anteriormente y puede incluir otros dispositivos electronicos y nuevos dispositivos electronicos de acuerdo
con el desarrollo de tecnologias.

Posteriormente en el presente documento, se puede describir un dispositivo electrénico de acuerdo con las diversas
realizaciones ilustrativas con referencia a los dibujos adjuntos. El término "usuario” usado en el presente documento
puede referirse a una persona que usa un dispositivo electronico o puede referirse a un dispositivo (por ejemplo, un
dispositivo electronico de inteligencia artificial) que usa un dispositivo electrénico.

La figura 1A es un diagrama que ilustra un ejemplo de un dispositivo electrénico de acuerdo con una realizacion
ilustrativa. La figura 1A es un diagrama que ilustra otro ejemplo de un dispositivo electrénico de acuerdo con una
realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 1A, el dispositivo electronico 100 puede incluir un alojamiento 172, y una placa de circuito
impreso 180, en la que se monta un dispositivo de asistente de antena 200. El dispositivo electronico 100 puede incluir
adicionalmente un visualizador. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo de asistente de
antena 200 se puede formar en la placa de circuito impreso que tiene multiples capas. Por ejemplo, el dispositivo de
asistente de antena 200 del dispositivo electronico 100 se puede proporcionar al formar una capa de metal en una
porcién de la placa de circuito impreso en un proceso de formaciéon de la placa de circuito impreso 180 con una
pluralidad de capas. Ademas, el dispositivo de asistente de antena 200 del dispositivo electrénico 100 se puede formar
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al dejar, parcialmente, unas capas de metal que se depositan en un proceso de formacion de la placa de circuito
impreso 180 con una pluralidad de capas.

Con referencia a la figura 1B, el dispositivo electrénico 100 puede incluir un alojamiento 172, una placa de circuito
impreso 180, y un dispositivo de asistente de antena 200 que se conecta a la placa de circuito impreso 180 y se
proporciona independientemente de la placa de circuito impreso 180. Por ejemplo, el dispositivo electronico 100 puede
proporcionar el dispositivo de asistente de antena 200 al usar una placa de circuito impreso adicional o una placa de
circuito impreso flexible (FPCB), o similares, pero no se limita a ello.

De acuerdo con una realizacion ilustrativa, cuando el dispositivo de asistente de antena 200 se proporciona basandose
en una placa de circuito impreso adicional, el dispositivo electrénico 100 puede proporcionar el dispositivo de asistente
de antena 200 al disponer las capas de metal parcialmente formadas entre la pluralidad de capas de aislamiento.
Cuando el dispositivo de asistente de antena 200 se proporciona basandose en una FPCB, este se puede proporcionar
al depositar el dispositivo de asistente de antena 200 sobre una pelicula de FPCB, o al formar una capa de aislamiento
y unas capas de metal que se corresponden con el dispositivo de asistente de antena 200 al tiempo que se forma una
pelicula de FPCB con una pluralidad de capas.

El alojamiento 172, por ejemplo, puede incluir una pared lateral que rodea al menos una porcién (por ejemplo, una
porcidon periférica) del visualizador. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el alojamiento 172 del
dispositivo electrénico 100 puede incluir una parte inferior que se conecta a la pared lateral de tal modo que los
elementos del dispositivo electrénico 100 se asientan sobre la parte inferior. Al menos una porcién del alojamiento 172
puede incluir un metal. El alojamiento 172 puede tener una estructura segmentada en la que al menos una porcién del
alojamiento 172 esta segmentada, al tiempo que se rodea una periferia del dispositivo electrénico 100. La porcion
segmentada del alojamiento 172, por ejemplo, se puede conectar eléctricamente a la placa de circuito impreso 180 a
través del dispositivo de asistente de antena 200. La porcion segmentada metalica del alojamiento 172 puede funcionar
como una antena, por ejemplo, de un moédulo de comunicacion que se dispone en la placa de circuito impreso 180. El
término médulo usado en conexion con el modulo de condensador, el mddulo de bobina de inductancia y similares
pueden referirse, por ejemplo, a una estructura del condensador, la bobina de inductancia o similares. En
consecuencia, los términos modulo y estructura se pueden usar de forma intercambiable en el presente documento
cuando se hace referencia a las estructuras de condensador y de bobina de inductancia.

Diversos médulos en relacion con operaciones del dispositivo electronico 100 se pueden montar en la placa de circuito
impreso 180. Por ejemplo, al menos un moédulo de comunicacion (por ejemplo, incluyendo circuiteria de comunicacion)
se puede montar en la placa de circuito impreso 180. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, la placa de circuito
impreso 180 se puede conectar eléctricamente al dispositivo de asistente de antena 200. Por ejemplo, la placa de
circuito impreso 180 puede incluir un alimentador que envia una sefial al dispositivo de asistente de antena 200, y una
masa que proporciona una masa para el dispositivo de asistente de antena 200. De acuerdo con una realizacién
ilustrativa, la placa de circuito impreso 180 se puede disponer (u organizarse) entre una porcion inferior del visualizador
y la parte inferior del alojamiento 172. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la placa de circuito impreso
180 puede incluir un area de cableado en la que se disponen (o se organizan) una pluralidad de lineas de circuito para
formar multiples capas, y un area de corte de relleno en la que no se forma linea de circuito alguna. Al menos una
porcion del area de corte de relleno, por ejemplo, puede incluir un area en la que se forma solo una capa de dieléctrico
al excluir una capa de linea de sefial con respecto a una seccion de la placa de circuito impreso 180. Por consiguiente,
el dispositivo electrénico 100 puede moderar el descuido o pérdida de sefales debido a la capa de linea de seial,
basandose en el area de corte de relleno.

Los chips o elementos fisicos en relacion con la operacion del dispositivo electronico 100 se pueden disponer (u
organizarse) sobre el area de cableado. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo de asistente
de antena 200 se puede formar en al menos una porcion del area de corte de relleno. Ademas, el dispositivo de
asistente de antena 200, por ejemplo, se puede disponer en el area de corte de relleno. Ademas, una linea de cableado
que conecta el dispositivo de asistente de antena 200 y el médulo de comunicacion se puede disponer sobre el area
de corte de relleno.

El dispositivo de asistente de antena 200 se puede disponer (u organizarse) entre la antena (por ejemplo, el alojamiento
172) y el médulo de comunicacion de la placa de circuito impreso 180 y se puede usar para expandir un ancho de
banda de la antena o para mejorar las caracteristicas de filtrado de la antena. Por ejemplo, el dispositivo de asistente
de antena 200 puede proporcionar una funcién de un elemento de adaptacién para una impedancia caracteristica a
una linea de transmision de la antena (por ejemplo, el alojamiento 172)

Ademas, el dispositivo de asistente de antena 200 puede proporcionar una funcién para proteger un circuito al
interrumpir una corriente de fuga y evitar y/o reducir la introduccién de electricidad estatica. Por ejemplo, cuando una
parte de metal (por ejemplo, el alojamiento 172) expuesta al exterior se usa como una antena, el dispositivo de
asistente de antena 200 puede evitar y/o reducir un choque eléctrico del usuario al interrumpir una sefial de
alimentacion que se entrega a la parte de metal a través de la masa del dispositivo electrénico o reducir la magnitud
de la sefial de alimentacion. Ademas, el dispositivo de asistente de antena 200 puede proporcionar una funcién de un
circuito de adaptacion de impedancia, un circuito de prevencion/reduccion de choque eléctrico, y/o un circuito de sub-
resonancia para la antena.
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De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion, el dispositivo de asistente de antena
200, por ejemplo, puede incluir un médulo de condensador (por ejemplo, que comprende una estructura de
condensador), un metal flotante y un médulo de bobina de inductancia (por ejemplo, incluyendo una estructura de
bobina de inductancia. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, cuando el dispositivo de asistente de antena 200 se
proporciona basandose en al menos una porcién (por ejemplo, al menos una porcién del area de corte de relleno) de
la placa de circuito impreso 180, un nimero especifico de capas superiores (0 capas inferiores) de la pluralidad de
capas, que tienen un componente de metal al tiempo que se excluye una capa de linea de sefial, se pueden operar
como un condensador. Ademas, un numero especifico de capas inferiores (o capas superiores) de la pluralidad de
capas del area de corte de relleno que tiene multiples capas se pueden operar como una bobina de inductancia.
Ademas, un nimero especifico de capas intermedias de la pluralidad de capas del area de corte de relleno que tiene
multiples capas (una pluralidad de capas) se pueden operar como un metal flotante. Por ejemplo, en al menos un area
del area de corte de relleno que incluye diez capas, ocho capas superiores (incluyendo la capa mas superior) con
respecto a la parte inferior del area de corte de relleno se pueden operar como un condensador, una capa inferior (o
una capa superior) se puede operar como una bobina de inductancia, y una capa intermedia (por ejemplo, una capa
intermedia entre el médulo de condensador y el médulo de bobina de inductancia) se puede operar como un metal
flotante. La concentracion del componente de metal, el area de la extensiéon del area que tiene el componente de
metal, o el grosor de la capa que tiene el componente de metal de las capas operadas como el condensador, la bobina
de inductancia, y el metal flotante se pueden modificar basandose en un esquema de disefio.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el médulo de condensador, por ejemplo, puede ser un condensador
integrado, y se puede disponer (u organizarse) sobre el metal flotante. El médulo de bobina de inductancia, por
ejemplo, puede ser una bobina de inductancia integrada, y se puede disponer por debajo del metal flotante. Al menos
una porcion del metal flotante, por ejemplo, se puede formar de un metal (por ejemplo, cobre), y puede tener forma de
placa. El metal flotante se puede disponer entre el médulo de condensador y el médulo de bobina de inductancia.

El médulo de condensador del dispositivo de asistente de antena 200 puede evitar y/o reducir un choque eléctrico
debido a una corriente fugada de la placa de circuito impreso 180. Por ejemplo, la antena (por ejemplo, el alojamiento
172) se conecta a la masa de la placa de circuito impreso 180 vy, si se realiza una operacién de carga durante la
alimentacion de antena, no se entrega alimentacion de carga a la antena sino que puede ser interrumpida por el
dispositivo de asistente de antena 200 o se puede reducir la magnitud de la sefal.

Ademas, la antena, a la que se conecta eléctricamente el médulo de condensador, puede incluir un primer circuito de
resonancia. Ademas, el médulo de condensador, el metal flotante y el médulo de bobina de inductancia pueden incluir
un segundo circuito de resonancia. En la operacion, el médulo de condensador, el metal flotante y el médulo de bobina
de inductancia pueden mejorar la impedancia caracteristica de una linea de transmision de antena, reduciendo de ese
modo las ondas reflectantes generadas por el primer circuito de resonancia y el segundo circuito de resonancia para
proporcionar un efecto de expansion del ancho de banda.

Aunque se ha descrito como un ejemplo que el alojamiento funciona como una antena, diversas realizaciones
ilustrativas no se limitan a ello. Por ejemplo, el dispositivo electronico 100 puede incluir adicionalmente un soporte en
el que una antena que se corresponde con un médulo de comunicacién especifico se dispone para tener forma de
patron. Ademas, el dispositivo electronico 100 puede incluir adicionalmente un soporte que soporta el visualizador, y
una cubierta posterior que se acopla al soporte, y la antena se puede disponer sobre un lado de la cubierta posterior
en forma de patron. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo de asistente de antena 200 se
puede disponer entre una antena de diversas formas y un médulo de comunicacion de la placa de circuito impreso
180 para mejorar el desempefio de la antena y evitar y/o reducir la electricidad estatica.

La figura 2 es un diagrama que ilustra una configuracion ilustrativa de un dispositivo electronico en relaciéon con un
dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 2, el dispositivo electronico 100 puede incluir una placa de circuito impreso 180 en la que se
monta el dispositivo de asistente de antena 200, y una antena 174 (por ejemplo, el alojamiento 172). Cuando el
dispositivo de asistente de antena 200 se monta en la placa de circuito impreso 180, de acuerdo con una realizacion
ilustrativa, debido a que al menos una porcién del area de corte de relleno de la placa de circuito impreso 180
comprende una forma del dispositivo de asistente de antena 200, el dispositivo de asistente de antena 200 se puede
formar en el interior de la placa de circuito impreso 180 o se puede disponer en la placa de circuito impreso 180 al
tiempo que no se expone al exterior debido a la capa de aislamiento o similares. Por ejemplo, como se ha ilustrado, el
dispositivo de asistente de antena 200 se puede proporcionar al formar algunas capas de metal en un area de corte
de relleno 183 de la placa de circuito impreso 180, en la que no se forma capa de metal alguna. Por consiguiente, a lo
largo de una linea de corte A - A', el dispositivo de asistente de antena 200 se puede disponer entre las areas 20 que
se corresponden con el area de corte de relleno 183 y en la que no se forma capa de metal alguna. Ademas, de
acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico 100 puede incluir un dispositivo de asistente
de antena 200 que se proporciona independientemente de la placa de circuito impreso 180.

La placa de circuito impreso 180, por ejemplo, puede incluir un area de cableado 181 y un area de corte de relleno
183. El area de cableado 181, por ejemplo, puede incluir un area en la que se apilan una capa de aislamiento (por
ejemplo, PPG (material preimpregnado)) y una pluralidad de capas de cableado. El area de corte de relleno 183, por
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ejemplo, puede incluir un area en la que se apila una pluralidad de capas de aislamiento. De acuerdo con diversas
realizaciones ilustrativas, un area en la que se excluye una capa de cableado cuando se forma la placa de circuito
impreso 180 puede ser un area de corte de relleno 183. Al menos un médulo de comunicacién se puede disponer en
el area de cableado 181. Un dispositivo de asistente de antena 200 que esta conectado eléctricamente al médulo de
comunicacion se puede disponer en el area de corte de relleno 183.

El dispositivo de asistente de antena 200 puede incluir un circuito de asistente de antena 201, unas lineas de
alimentacion 219 y 239, una linea de masa 238 y una linea de asistente de antena 175. De acuerdo con diversas
realizaciones, cuando se forma el circuito de asistente de antena 201 en la placa de circuito impreso 180, al menos
una de las lineas de alimentacion 219 y 239, la linea de masa 238 y la linea de asistente de antena 175 se puede
formar en la placa de circuito impreso 180 en un patrén para conectarse al circuito de asistente de antena 201.

El circuito de asistente de antena 201 puede incluir un médulo de condensador 210, una capa de metal flotante 220
(o un metal flotante) y un médulo de bobina de inductancia 230. Por ejemplo, el circuito de asistente de antena 201
puede incluir un médulo de condensador 210 que incluye capas solapadas en un area del area de corte de relleno de
la placa de circuito impreso 180, un médulo de bobina de inductancia 230 que incluye capas del area restante del area
de corte de relleno, y una capa de metal flotante 220 que se dispone entre el médulo de condensador 210 y la bobina
de inductancia 230. Ademas, el circuito de asistente de antena 201 se puede configurar de tal modo que el médulo de
condensador 210, la capa de metal flotante 220, y el médulo de bobina de inductancia 230 se proporcionan por
separado para disponerse sobre la placa de circuito impreso 180.

La estructura de condensador 210 puede incluir una pluralidad de capas apiladas. Cada una de la pluralidad de capas
puede incluir una capa formada de un material conductor, y las capas pueden estar separadas en vertical entre si
mientras que las capas de aislamiento estan interpuestas entre las mismas. Al menos algunas de la pluralidad de
capas se pueden conectar eléctricamente entre si (por ejemplo, a través de un orificio de paso que pasa en vertical a
través de las algunas capas). Debido a que la pluralidad de capas incluye capas conductoras, el médulo de
condensador 210 se puede usar como un condensador. La estructura de bobina de inductancia 230 puede incluir un
hilo que se devana o se dispone en zigzag. La capa de metal flotante 220, por ejemplo, se puede disponer entre una
superficie del modulo de condensador 210 y el modulo de bobina de inductancia 230 para evitar y/o reducir el
acoplamiento directo entre el médulo de condensador 210 y el médulo de bobina de inductancia 230. La capa de metal
flotante 220, por ejemplo, se puede formar de un metal (por ejemplo, cobre). Las lineas de alimentacion 219 y 239,
por ejemplo, pueden conectar eléctricamente el circuito de asistente de antena 201 y el alimentador de la placa de
circuito impreso 180. Por ejemplo, las lineas de alimentacion 219 y 239 pueden conectar eléctricamente el alimentador
de la placa de circuito impreso 180, y un lado del médulo de condensador 210 y un lado del médulo de bobina de
inductancia 230. La linea de masa 238 puede conectar eléctricamente el circuito de asistente de antena 201 y la masa
de la placa de circuito impreso 180. Por ejemplo, la linea de masa 238 puede conectar un lado del médulo de bobina
de inductancia 230 y el area de masa de la placa de circuito impreso 180. La linea de asistente de antena 175, por
ejemplo, puede incluir diversas estructuras que se conectan eléctricamente al dispositivo de asistente de antena 200
para conectar eléctricamente el dispositivo de asistente de antena 200 con la antena (por ejemplo, el alojamiento 172).
Por ejemplo, la linea de asistente de antena 175 puede tener forma de mordaza circular de tal modo que un lado de
la misma se conecta al dispositivo de asistente de antena 200 y un lado opuesto de la misma se conecta con la antena.
De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la linea de asistente de antena 175 se puede proporcionar en una
forma tal como un patrén o una linea eléctrica, y puede conectar eléctricamente la antena 174 y el circuito de asistente
de antena 201. Por ejemplo, la linea de asistente de antena 175 puede conectar eléctricamente un lado de la antena
174 y un lado del moédulo de condensador 210.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la linea de asistente de antena 175 extiende el patrén de la antena
a la placa de circuito impreso, y cuando el patron de antena es corto en relacién con una restriccion espacial del
dispositivo electronico, el dispositivo electronico puede incluir adicionalmente un patrén que se proporciona
adicionalmente para compensar una desventaja debido al uso del patron de antena corto durante la transmision y
recepcion de sefiales. La antena puede ser una porcion expuesta del alojamiento (o la carcasa) del dispositivo
electrénico, y la linea de asistente de antena 175 puede incluir un patrén que conecta el circuito de asistente de antena
201 con la antena.

La antena 174, por ejemplo, se puede formar al usar un patrén sobre un lado de la placa de circuito impreso 180. De
acuerdo con una realizacion ilustrativa, la antena 174 se puede disponer sobre un lado del area de corte de relleno
183 de la placa de circuito impreso 180. La antena 174 se puede conectar al circuito de asistente de antena 201 (por
ejemplo, el mdédulo de condensador 210) a través de la linea de asistente de antena 175. La longitud de la antena 174
puede variar basandose en el tamafio de una banda de frecuencia objetivo. Ademas, la antena 174 puede incluir al
menos un elemento fisico (por ejemplo, un condensador o una bobina de inductancia).

La figura 3 es un diagrama que ilustra otra configuracion ilustrativa de un dispositivo electronico en relacion con un
dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 3, una configuracion del dispositivo electrénico, por ejemplo, puede incluir un dispositivo de
asistente de antena 200, una placa de circuito impreso 180 o un dispositivo de antena 178. El dibujo ilustra como un
ejemplo que el dispositivo de asistente de antena 200 se proporciona por separado sobre la placa de circuito impreso
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180. El dispositivo de asistente de antena 200 se puede configurar de tal modo que algunas capas de metal se
disponen entre una pluralidad de capas de aislamiento en el interior de la placa de circuito impreso 180.

La placa de circuito impreso 180 puede incluir un area de cableado 181 y un area de corte de relleno 183. Un area de
masa o un alimentador se puede disponer en el area de cableado 181. El dispositivo de asistente de antena 200 se
puede disponer en el area de corte de relleno 183.

El dispositivo de asistente de antena 200 puede incluir un circuito de asistente de antena 201, unas lineas de
alimentacion 219 y 239 y una linea de masa 283. El circuito de asistente de antena 201 puede incluir un médulo de
condensador 210, una capa de metal flotante 220 y un médulo de bobina de inductancia 230. Como se ha descrito
anteriormente, por ejemplo, el circuito de asistente de antena 201 se puede proporcionar basandose en al menos una
porciéon del area de corte de relleno de la placa de circuito impreso 180. Ademas, el circuito de asistente de antena
201 se puede proporcionar como una estructura separada, y se puede disponer sobre la placa de circuito impreso 180.
En este caso, el médulo de bobina de inductancia 230 puede estar orientado hacia el area de corte de relleno 183.
Una capa de metal flotante 220 se dispone sobre el mddulo de bobina de inductancia 230, y un médulo de condensador
210 se puede disponer sobre la capa de metal flotante 220. EI médulo de condensador 210 puede incluir una estructura
en la que se apila una pluralidad de sustratos de condensador.

El dispositivo de antena 178, por ejemplo, puede incluir un conector de antena 177 y una antena 176. El conector de
antena 177 puede conectar eléctricamente la antena 176 y el circuito de asistente de antena 201 del dispositivo de
asistente de antena 200. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, el conector de antena 177 puede ser una mordaza
circular. El conector de antena de tipo mordaza 177 se puede configurar de tal modo que un miembro de unién se une
(por ejemplo, se suelda) a un lado del médulo de condensador 210. Un lado opuesto del conector de antena de tipo
mordaza 177 se puede conectar a la antena 176. La antena 176, por ejemplo, puede transmitir y recibir sefiales de un
dispositivo especifico incluido en el dispositivo electrénico 100. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, la antena
176 puede ser una antena que recibe una sefial de difusion multimedia. Ademas, la antena 176 puede ser una antena
que transmite y recibe una sefial basandose en comunicacion inalambrica de corto alcance (por ejemplo, comunicacion
por Bluetooth, NFC, comunicacion por MST o comunicacién por Wi-Fi). Aunque el dibujo ilustra que la antena 176 se
dispone en perpendicular al area de corte de relleno 183 a través del conector de antena 177, diversas realizaciones
no se limitan a ello. La antena 176, por ejemplo, se puede disponer sobre un lado del alojamiento del dispositivo
electrénico 100 o como un patrén separado.

La figura 4A es un diagrama que ilustra una seccion de un area de una placa de circuito impreso de acuerdo con una
realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 4A, el dispositivo de asistente de antena 200 se puede disponer en el area de corte de
relleno 183 del area de la placa de circuito impreso 180, y un médulo de RF 110 se puede disponer sobre un lado del
area de cableado 181. El dispositivo de asistente de antena 200 se observa visualmente como un area de la placa de
circuito impreso 180, y se puede representar como en una forma ilustrada en la figura 4A cuando se corta en la
direccion de apilamiento. El dispositivo de asistente de antena 200 puede ser implementado en las capas del interior
de la placa de circuito impreso 180 por al menos algunos de los patrones conductores.

Un lado de la linea de alimentaciéon 219 se puede conectar al médulo de RF 110 dispuesto en la placa de circuito
impreso 180, y un lado opuesto de la primera linea de alimentacion 219 se puede conectar al médulo de condensador
210. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, se puede proporcionar una pluralidad de primeras lineas de
alimentacioén 219. Por ejemplo, como se ha ilustrado, la linea de alimentacion auxiliar 219a se puede conectar
eléctricamente a una capa especifica del médulo de condensador 210 o una primera pila de condensador 211 y el
moddulo de RF 110. La linea de alimentacion auxiliar 219a, por ejemplo, se puede formar sobre una capa de placa de
circuito impreso que es diferente de la primera linea de alimentacién 219. Cuando una pluralidad de lineas de
alimentacion auxiliares 219a se conectan eléctricamente a la primera linea de alimentacién 219, puede disminuir una
impedancia de linea de la primera linea de alimentacion 219, y cuando la primera linea de alimentacion 219 y la linea
de alimentacién auxiliar 219a se aislan eléctricamente entre si de tal modo que se puede transmitir otra sefal, al
menos un dispositivo de asistente de antena 200 se puede usar en comun para reducir un espacio de montaje adicional
debido al dispositivo de asistente de antena 200.

Ademas, un lado de la segunda linea de alimentacion 239 se puede conectar al médulo de bobina de inductancia 230,
y un lado opuesto de la segunda linea de alimentacion 239 se puede conectar al médulo de RF 110 dispuesto en la
placa de circuito impreso 180. Un lado de la linea de masa 238 se puede conectar al médulo de bobina de inductancia
230, y un lado opuesto de la linea de masa 238 se puede conectar a una capa de masa ubicada en la placa de circuito
impreso 180.

El dispositivo de asistente de antena 200, por ejemplo, puede incluir un médulo de condensador 210, una capa de
metal flotante 220 y un moédulo de bobina de inductancia 230. El médulo de condensador 210 puede incluir una primera
pila de condensador 211, una segunda pila de condensador 212, y una pluralidad de capas de aislamiento 213. De
acuerdo con una realizacion ilustrativa, la primera pila de condensador 211 y la segunda pila de condensador 212
pueden incluir una pluralidad de sustratos de condensador 212a y 211a y unas columnas 211b y 212b. Las columnas
211b y 212b pueden conectar eléctricamente unos lados de los sustratos de condensador 212a y 211a. Por ejemplo,
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la columna 211b puede conectar eléctricamente los primeros sustratos de condensador 211a a través de un orificio
de paso que pasa en vertical a través de los primeros sustratos de condensador 211a. La columna 212b puede
conectar eléctricamente los segundos sustratos de condensador 212a a través de un orificio de paso que pasa en
vertical a través de los segundos sustratos de condensador 212a.

La pluralidad de sustratos de condensador 211a de la primera pila de condensador 211 se puede apilar al tiempo que
estan separados entre si con una separacion especifica. Al menos algunos de los sustratos de condensador 212a de
la segunda pila de condensador 212 se pueden disponer entre la pluralidad de sustratos de condensador 211a de la
primera pila de condensador 211 para solaparse entre si. Las capas de aislamiento 213 se pueden disponer entre la
pluralidad de sustratos de condensador 211a de la primera pila de condensador 211 y la pluralidad de sustratos de
condensador 212a de la primera pila de condensador 212. La capa de metal flotante 220 se puede disponer por debajo
de la placa mas inferior del médulo de condensador 210, por ejemplo, por debajo de la placa mas inferior de la segunda
pila de condensador 212. El dispositivo de antena 178 se puede disponer sobre la placa mas superior del médulo de
condensador 210, por ejemplo, sobre la placa mas superior de la primera pila de condensador 211.

La capa de metal flotante 220, por ejemplo, puede incluir al menos algunos de la capa de aislamiento superior 221, el
sustrato flotante 222 (por ejemplo, la capa flotante o el metal flotante), y la capa de aislamiento inferior 223 (incluyendo
al menos el sustrato flotante 222). La capa de metal flotante 220 se puede disponer entre el médulo de condensador
210 ubicado sobre (o por debajo de) la capa de metal flotante 220 y el médulo de bobina de inductancia 230 ubicado
por debajo de (o sobre) la capa de metal flotante 220 al tiempo que se hace flotar eléctricamente. La capa de metal
flotante 220 no se puede conectar ni con las lineas de alimentacion 219 y 239 ni con la linea de masa 238 sino que se
puede disponer independientemente.

La capa de aislamiento superior 221, por ejemplo, aisla eléctricamente el médulo de condensador 210 y el sustrato
flotante 222. Ademas, la capa de aislamiento inferior 223 se puede aislar de tal modo que el sustrato flotante 222 y el
modulo de bobina de inductancia 230 no se conectan eléctricamente entre si. La capa de metal flotante 220, por
ejemplo, puede interrumpir al menos parcialmente un estado de conexion eléctrica o un estado de acoplamiento
eléctrico entre el médulo de condensador 210 y el médulo de bobina de inductancia 230. La capa de metal flotante
220 se puede usar como una configuracion de un circuito de resonancia del moédulo (el modulo de condensador 210
o el mddulo de bobina de inductancia 230). La extension y el grosor de la capa de metal flotante pueden ser diversos
basandose en la magnitud de la capacidad del médulo de condensador 210 o la magnitud de la inductancia del médulo
de bobina de inductancia 230. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, cuando se dispone el moédulo de
condensador 210 o el médulo de bobina de inductancia 230 que tiene una capacidad o una inductancia que se
corresponde con una primera magnitud, la capa de metal flotante 220 puede tener una superficie que es mayor que la
superficie inferior del médulo de condensador. Cuando se dispone el médulo de condensador 210 o el médulo de
bobina de inductancia 230 que tiene una capacidad o una inductancia que se corresponde con una segunda magnitud,
la capa de metal flotante 220 puede tener una superficie que es menor que la superficie inferior del médulo de
condensador. Cuando se dispone el médulo de condensador 210 o el médulo de bobina de inductancia 230 que tiene
una capacidad o una inductancia que se corresponde con una tercera magnitud, la capa de metal flotante 220 puede
tener una superficie que es igual que o similar a la superficie inferior del modulo de condensador.

El moédulo de bobina de inductancia 230 se puede disponer en una porcion inferior de la capa de metal flotante (por
ejemplo, la capa de aislamiento inferior 223). Un lado del médulo de bobina de inductancia 230 se puede conectar al
moddulo de RF 110 a través de la segunda linea de alimentacion 239. Ademas, un lado opuesto del médulo de bobina
de inductancia 230 se puede conectar eléctricamente a un area de masa (no ilustrada) de la placa de circuito impreso
180 a través de la linea de masa 238. La estructura de disposicion de la capa de metal flotante 220, el médulo de
condensador 210, y el médulo de bobina de inductancia 230 puede funcionar como un circuito de resonancia para una
banda de frecuencia especifica. El médulo de bobina de inductancia 230, por ejemplo, puede incluir una bobina de
inductancia 231 y una segunda capa de union 232. La segunda capa de union 232, por ejemplo, se puede formar de
un material no conductor. La segunda capa de unién 232 puede ser un componente que puede conectar el dispositivo
de asistente de antena 200 con el exterior, una cinta conductora o una mordaza circular.

El dispositivo de antena 178, por ejemplo, puede incluir un conector de antena 177 y una antena 176. El conector de
antena 177, por ejemplo, puede incluir una mordaza circular. El conector de antena 177 se forma de un metal, y se
puede conectar eléctricamente a un lado del médulo de condensador 210.

La figura 4B es un diagrama que ilustra otra forma ilustrativa de una seccion de un area de una placa de circuito
impreso de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 4B, el dispositivo de asistente de antena 200 se puede formar en el interior de un area de la
placa de circuito impreso 180. Al menos algunas de las capas de metal se pueden dibujar en una operacion de
formacion de la placa de circuito impreso 180 de tal modo que el dispositivo de asistente de antena 200 puede incluir
un modulo de condensador 210, un médulo de bobina de inductancia 230 y una capa de metal flotante 220. En este
caso, la capa de aislamiento 213 se puede disponer entre los médulos de condensador apilados 210. La capa de
aislamiento 213 también se puede disponer en el area de corte de relleno 183. Los espacios entre las capas de
aislamiento se eliminan en un proceso de presionar la placa de circuito impreso 180 de tal modo que las capas de
aislamiento entran en contacto entre si. EIl médulo de condensador 210 y el médulo de bobina de inductancia 230
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pueden ser simétricos en vertical entre si con respecto a la capa de metal flotante 220. El conector de antena 177 se
puede disponer sobre la capa mas superior del modulo de condensador 210, por ejemplo, sobre la porcidon mas
superior del dispositivo de asistencia de antena 200.

La capa de metal flotante 220, por ejemplo, puede incluir al menos algunos de la capa de aislamiento superior 221, el
sustrato flotante 222 y la capa de aislamiento inferior 223 (incluyendo al menos el sustrato flotante 222). La capa de
metal flotante 220 se puede disponer entre el médulo de condensador 210 ubicado sobre (o por debajo de) la capa de
metal flotante 220 y el médulo de bobina de inductancia 230 ubicado por debajo de (o sobre) la capa de metal flotante
220 al tiempo que se hace flotar. La capa de metal flotante 220 no se puede conectar ni con las lineas de alimentacion
219y 239 ni con la linea de masa 238 sino que se puede disponer independientemente.

El médulo de condensador 210 puede incluir una primera pila de condensador 211, una segunda pila de condensador
212, y una pluralidad de capas de aislamiento 213. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, la primera pila de
condensador 211 y la segunda pila de condensador 212 pueden incluir una pluralidad de sustratos de condensador
211ay 212a y unas columnas 211b y 212b. Las columnas 211b y 212b pueden conectar eléctricamente los sustratos
de condensador 211a y 212a a través del orificio de paso formado en los sustratos de condensador 211a'y 212a. Los
primeros sustratos de condensador 211a y los segundos sustratos de condensador 212a se disponen de forma alterna,
y al menos algunos de los primeros sustratos de condensador 211a y los segundos sustratos de condensador 212a
se pueden disponer para solaparse en vertical entre si mientras que las capas de aislamiento 213 estan interpuestas
entre los mismos. El médulo de condensador 210 ilustrado tiene una estructura en la que la capa mas superior de los
segundos sustratos de condensador 212a se dispone por encima de la capa mas superior de los primeros sustratos
de condensador 211a. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la capa mas superior de los segundos
sustratos de condensador 212a se puede conectar eléctricamente a la primera capa de unién 279.

El dispositivo de antena 178, por ejemplo, puede incluir un conector de antena 177, una antena 176 y una primera
capa de unién 279. La primera capa de unién 279 puede fijar el conector de antena 177 al modulo de condensador
210. Por consiguiente, la primera capa de unién 279 puede conectar eléctricamente el mddulo de condensador 210 y
el conector de antena 177. La primera capa de union 279, por ejemplo, puede incluir una cinta conductora o una
estructura de soldeo. Ademas, la primera capa de unién 279 se puede formar como al menos una porcién de la capa
conductora dispuesta en la capa mas superior del médulo de condensador 210. Por ejemplo, si se retira la capa mas
superior (por ejemplo, una pelicula de aislamiento) de la placa de circuito impreso 180, la primera capa de unién 279,
por ejemplo, puede incluir una parte en la que la capa de metal (por ejemplo, la capa de metal proporcionada en el
area de corte de relleno en relacion con el dispositivo de asistente de antena 200) esta dispuesta por debajo de la
capa mas superior. Se aplica soldadura sobre la primera capa de unién 279, y la primera capa de unién 279 puede
entrar en contacto eléctrico con el dispositivo de antena 178. Ademas, la primera capa de unién 279 puede incluir una
estructura de gancho. El conector de antena 177, por ejemplo, puede incluir una mordaza circular. Un lado del conector
de antena 177 de una mordaza circular se puede conectar eléctricamente al médulo de condensador 210 a través de
la primera capa de union 279. Un lado opuesto del conector de antena de tipo mordaza 177 se puede conectar a la
antena 176. La primera capa de unién 279 se puede formar en la placa de circuito impreso 180 y se puede formar en
una capa que esta separada del dispositivo de asistente de antena 200 para acoplar una sefial eléctrica generada por
el dispositivo de asistente de antena 200 y entregar la sefal eléctrica acoplada al conector de antena 177. Aunque la
capacidad del médulo de condensador 210 se reduce en comparacion con una situaciéon en la que una sefal de
alimentacion se entrega directamente desde la primera linea de alimentacion 219, se puede evitar la distorsion de la
resonancia de la antena cuando la antena 176 entra en contacto con el cuerpo de un usuario.

La figura 5 es una vista en perspectiva en despiece ordenado de una parte de un dispositivo electronico ilustrativo que
incluye un dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa. La figura 6 es una vista en
perspectiva posterior de una parte de un dispositivo electrénico ilustrativo que incluye un dispositivo de asistente de
antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a las figuras 5 y 6, el dispositivo electrénico 100 puede incluir una placa de circuito impreso 180, un
dispositivo de asistente de antena 200 y un dispositivo de antena 178. El dispositivo de asistente de antena 200 puede
incluir un moédulo de condensador 210, una capa de metal flotante 220 y un médulo de bobina de inductancia 230.
Aunque no se ilustra en las figuras 5 y 6, como se describe en la figura 4, unas capas de aislamiento se disponen entre
los sustratos de condensador del médulo de condensador 210 de tal modo que los sustratos de condensador no se
conectan directamente entre si (por ejemplo, estan aislados).

El dispositivo de antena 178, por ejemplo, puede incluir un conector de antena 177 y una antena 176. La antena 176
se puede conectar eléctricamente al conector de antena 177. El conector de antena 177 también se puede conectar
eléctricamente a un lado del médulo de condensador 210.

El moédulo de condensador 210 puede tener una forma en la que la pluralidad de sustratos de condensador incluidos
en la primera pila de condensador 211 y la pluralidad de sustratos de condensador incluidos en la segunda pila de
condensador 212 se solapan de forma alterna entre si. En este caso, la primera pila de condensador 211 puede incluir
una columna 217 (por ejemplo, la primera columna 211b de la figura 4A o 4B) que se proporciona en forma de orificio
de paso que pasa en vertical a través de los primeros sustratos de condensador para conectar eléctricamente los
primeros sustratos de condensador. Ademas, la segunda pila de condensador 212 puede incluir una columna 217 (por
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ejemplo, la segunda columna 212b de la figura 4A o 4B) que se proporciona en forma de orificio de paso que pasa en
vertical a través de los segundos sustratos de condensador para conectar eléctricamente los segundos sustratos de
condensador.

Como se ilustra, el médulo de condensador 210 puede tener una forma que se obtiene al cortar porciones de forma
rectangular. Un orificio de paso 217 que conecta eléctricamente los sustratos de condensador de los sustratos de
condensador dispuestos en vertical, que corresponden a la misma pila de condensador (por ejemplo, la primera pila
de condensador 211 o la segunda pila de condensador 212), se puede disponer en el area de corte. Por ejemplo, se
puede disponer una pluralidad de orificios de paso 217. El médulo de condensador 210 se puede conectar a la antena
176 a través del conector de antena 177. El médulo de condensador 210 conectado a la antena 176 puede comprender
un circuito de resonancia que se corresponde con una banda de frecuencia de resonancia principal. La banda de
frecuencia de resonancia principal puede variar basandose en las caracteristicas del médulo de comunicacion objetivo.
El médulo de condensador 210 (por ejemplo, la capa mas superior de la segunda pila de condensador 212) se puede
conectar al alimentador de la placa de circuito impreso 180 a través de la primera linea de alimentacion 219.

La capa de metal flotante 220, por ejemplo, se puede disponer entre el médulo de condensador 210 y el moédulo de
bobina de inductancia 230. Una capa de aislamiento se puede disponer entre la capa de metal flotante 220 y el médulo
de bobina de inductancia 230. La capa de metal flotante 220 y el médulo de bobina de inductancia 230, por ejemplo,
pueden comprender un circuito de resonancia que se corresponde con una banda de frecuencia de sub-resonancia.
La banda de frecuencia de sub-resonancia puede variar basandose en las caracteristicas del médulo de comunicacion.
Cuando la capa de metal flotante 220 se retira de entre el médulo de condensador 210 y el moédulo de bobina de
inductancia 230, el médulo de bobina de inductancia 230 funciona como una placa que tiene un area y actia como
una porcién de un condensador. Como resultado, el dispositivo de asistente de antena 200, del que se excluye la capa
de metal flotante 220, se puede operar solo como un circuito de adaptacion de entrada debido a la impedancia bajada.
Por ejemplo, el valor L de la frecuencia de sub-resonancia fO se puede hacer mas bajo.

El médulo de bobina de inductancia 230 puede incluir una pluralidad de lineas que se disponen por debajo de la capa
de metal flotante 220 en zigzag. De acuerdo con diversas realizaciones, el médulo de bobina de inductancia 230 puede
tener una forma en la que se proporciona una pluralidad de disposiciones en zigzag de diferentes direcciones. La linea
de inicio del moédulo de bobina de inductancia 230, por ejemplo, se puede conectar a la segunda linea de alimentacion
239 conectada al alimentador de la placa de circuito impreso 180. Ademas, la linea de fin del médulo de bobina de
inductancia 230, por ejemplo, se puede conectar a la linea de masa 238 conectada al area de masa de la placa de
circuito impreso 222. De acuerdo con diversas realizaciones, la segunda linea de alimentacion 239 y la linea de masa
238, por ejemplo, se pueden proporcionar de tal modo que se cambian la linea de inicio y la linea de fin del médulo de
bobina de inductancia 230. El alimentador y el area de masa se pueden disponer en el area de cableado 181 de la
placa de circuito impreso 180.

La forma anteriormente descrita de los sustratos de condensador del médulo de condensador 210 es simplemente
una realizacion ilustrativa, y los sustratos de condensador pueden tener diversas formas. Por ejemplo, los sustratos
de condensador del médulo de condensador 210 pueden tener una forma circular, una forma eliptica o una forma
poligonal. Ademas, los sustratos de condensador pueden tener superficies curvadas que incluyen al menos una linea
o curva libre. Por ejemplo, los sustratos de condensador pueden tener un patrén de yin-yang o forma de sauvastiva.
Cuando los sustratos de condensador tienen diversas formas, la capa de metal flotante 220 puede tener una forma
que se corresponde con la forma de los sustratos del médulo de condensador 210. Por ejemplo, cuando los sustratos
de condensador son elipticos, la capa de metal flotante 220 puede incluir un sustrato que tiene un area que es mayor
que las de los sustratos de condensador (o menor que o igual a las de los sustratos de condensador). Cuando los
sustratos de condensador tienen una superficie curvada cerrada que incluye una linea o una curva libre, la capa de
metal flotante 220 puede tener una superficie que puede cubrir la totalidad de la superficie curvada cerrada. La forma
del médulo de bobina de inductancia 230 puede tener diversas formas en correspondencia con la forma del médulo
de condensador 210 o la capa de metal flotante 220. Por ejemplo, el médulo de bobina de inductancia 230 puede tener
una forma devanada en espiral, una forma devanada circularmente, o una forma que se dispone en zigzag hacia
delante, hacia atras, hacia la izquierda y hacia la derecha. EIl médulo de bobina de inductancia 230 se puede
proporcionar para tener un area que es mayor que la totalidad del area de la capa de metal flotante 220 (o menor que
o igual a la totalidad del area de la capa de metal flotante 220).

La figura 7 es una grafica que ilustra caracteristicas de una antena, a la que se aplica un dispositivo de asistente de
antena, de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 7, m1 representa caracteristicas de salida de sefial cuando el dispositivo electronico 100
incluye solo una antena, y m2 representa caracteristicas de salida de sefial en una forma en la que se disponen una
antena y un dispositivo de asistente de antena 200. Con referencia a la grafica S11 (una grafica de caracteristicas
para comparar sefiales de retorno de sefiales de salida) de la antena, en la que se monta el dispositivo de asistente
de antena anteriormente descrito), se puede ver que el dispositivo electronico muestra caracteristicas de frecuencia
de resonancia sumamente excelentes en una banda de 5 GHz.

La figura 8A es un diagrama que ilustra un circuito equivalente de una antena, al que se aplica un dispositivo de
asistente de antena, de acuerdo con una realizacion ilustrativa.
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Debido a que la antena se proporciona en forma de hilo que tiene una longitud, esta puede tener un circuito equivalente
que incluye un componente de resistencia R1. L1, C1 y R1 son componentes de un equivalente de la antena, y L2
puede querer decir un componente de inductancia que es aplicado por las longitudes del médulo de condensador
integrado, el médulo de bobina de inductancia, y los elementos integrados disefiados de acuerdo con una realizacién
ilustrativa de la presente divulgacion. L1, C1 y R1, y L2, C2 y R2 se pueden conectar eléctricamente entre si y, por
consiguiente, pueden afectar a la adaptacion de impedancia y las frecuencias de resonancia al tiempo que se afectan
entre si. Por consiguiente, debido a que la antena y el dispositivo de asistente de antena 200 se afectan eléctricamente,
de forma sustancial, entre si, el primer circuito equivalente 810, por ejemplo, se puede volver un circuito equivalente
que se corresponde con una banda de frecuencia a la que la antena es la principal, y el segundo circuito equivalente
820, por ejemplo, se puede volver un circuito equivalente que se corresponde con una banda de frecuencia a la que
el dispositivo de asistente de antena 200 es el principal.

Con referencia a la figura 8A, el circuito equivalente de la antena, al que se aplica el dispositivo de asistente de antena,
puede incluir un primer circuito equivalente 810 y un segundo circuito equivalente 820. El primer circuito equivalente
810, por ejemplo, puede incluir un primer condensador C1, una primera bobina de inductancia L1 y una primera
resistencia R1. El primer condensador C1, la primera bobina de inductancia L1 y la primera resistencia R1 pueden
tener valores que se corresponden con un elemento fisico de la antena (por ejemplo, el alojamiento 172 o la antena
174 o 176) y la bobina de inductancia o el condensador dispuesto en la antena. El primer circuito equivalente 810
puede ser un circuito equivalente que se corresponde con una banda de frecuencia operada basandose en el metal
flotante dispuesto entre el mdédulo de condensador y el modulo de bobina de inductancia. El segundo circuito
equivalente 820 puede incluir valores de circuito equivalente, tales como los valores del segundo condensador C2, la
segunda bobina de inductancia L2 y la segunda resistencia R2, lo que se corresponde con el médulo de condensador,
el médulo de bobina de inductancia y el metal flotante dispuesto en el circuito de asistente de antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el valor del primer condensador C1 del primer circuito equivalente
810, por ejemplo, puede ser un valor de circuito equivalente que se corresponde con el valor del condensador
dispuesto en la antena y la capacidad del médulo de condensador incluido en el dispositivo de asistente de antena. El
valor del segundo condensador C2, por ejemplo, puede ser un valor de circuito equivalente que se corresponde con
el valor de capacidad formado por el metal flotante y el médulo de bobina de inductancia. El valor de la segunda bobina
de inductancia L2 puede ser un valor de circuito equivalente que se corresponde con el valor de inductancia formado
por el médulo de bobina de inductancia o el valor de inductancia formado por una bobina de inductancia variable
conectada adicionalmente al médulo de bobina de inductancia.

La figura 8B es un diagrama que ilustra otro ejemplo de un circuito de comunicacién de una antena, al que se aplica
un dispositivo de asistente de antena, de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 8B, el circuito de comunicacion, al que se aplica el dispositivo de asistente de antena, puede
incluir una antena 172, un contacto de antena 175a, un modulo de condensador 210, un mddulo de bobina de
inductancia 230, un médulo de RF 110 y un médulo de comunicacion 120. El médulo de condensador 210 se puede
conectar en serie al contacto de antena 175a, y el médulo de bobina de inductancia 230 se puede conectar en paralelo
al moédulo de condensador 210. EI médulo de RF 110 se puede conectar eléctricamente a un nodo de conexién del
modulo de condensador 210 y el médulo de bobina de inductancia 230. En la configuracion anteriormente descrita, un
metal flotante se puede disponer entre el médulo de condensador 210 y el médulo de bobina de inductancia 230. El
modulo de condensador 210 y el mddulo de bobina de inductancia 230 se pueden disponer en paralelo para realizar
una funcion de filtrado para la antena 172. El circuito de comunicacién de la antena puede evitar y/o reducir un choque
eléctrico del dispositivo electronico, al que se aplica un metal externo (por ejemplo, la antena). Por ejemplo, una
corriente de fuga es entregada a una masa por una bobina de inductancia eléctricamente conectada a una fuente de
alimentacion de CC, pero la corriente de fuga puede ser interrumpida por el modulo de condensador 210. Por ejemplo,
el dispositivo de asistente de antena 200 que tiene diez capas puede incluir unas capas primera a octava inferiores
que se corresponden con el médulo de condensador, la décima capa mas superior que se corresponde con el médulo
de bobina de inductancia 230, y una novena capa intermedia que se corresponde con la capa de metal flotante 220.

La figura 9A es una grafica que ilustra caracteristicas de resonancia de un dispositivo electronico ilustrativo de acuerdo
con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 9A, cuando la antena 176 y el dispositivo de asistente de antena 200 transmiten sefiales, se
puede identificar a través del area 901 que el dispositivo de asistente de antena 200 se opera como un circuito de
adaptacion de impedancia de tal modo que se mejora el desempefio de la banda de frecuencia de resonancia (por
ejemplo, 5 GHz) de la antena 176. Ademas, se puede identificar a través del area 903 que el dispositivo de asistente
de antena 200 se opera de tal modo que se forma una frecuencia de resonancia nueva (por ejemplo, de
aproximadamente 5,8 GHz).

Las caracteristicas de frecuencia del caso en el que no se aplica el dispositivo de asistente de antena 200 de acuerdo
con diversas realizaciones ilustrativas y solo se aplica la antena 176 se pueden mostrar como en la grafica 905.
Ademas, cuando la antena 176 y el dispositivo de asistente de antena 200 se asocian entre si, se pueden ilustrar las
caracteristicas de la grafica, por ejemplo, de la grafica 907. Como se ilustra, cuando el dispositivo de asistente de
antena 200 de acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas se conecta a la antena 176, se puede expandir el ancho
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de banda de frecuencia que se va a operar. La primera frecuencia de resonancia o la segunda frecuencia de
resonancia, por ejemplo, se puede desplazar al ajustar el tamafio o la capacidad (por ejemplo, una capacidad o una
inductancia) de al menos uno del médulo de condensador 210, la capa de metal flotante 220 y el médulo de bobina
de inductancia 230 incluidos en el dispositivo de asistente de antena 200. Ademas, la banda de frecuencia de
resonancia se puede modificar al disponer una bobina de inductancia variable adicional o similares.

La figura 9B es una grafica que ilustra una carta de Smith en relacién con una linea de transmisién de un dispositivo
electrénico ilustrativo de acuerdo con una realizacion ilustrativa. La figura 9C es una grafica que ilustra caracteristicas
de impedancia de un dispositivo electronico ilustrativo de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a las figuras 9B y 9C, de acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, en el dispositivo electrénico
de acuerdo con una realizacion ilustrativa, el dispositivo de asistente de antena 200 se puede operar como un elemento
de adaptacion como se ha descrito anteriormente en relacion con la adaptacion de la impedancia Zr de la antena y la
impedancia caracteristica Z0 de la linea. El dispositivo de asistente de antena 200 puede realizar una adaptacion de
impedancia de la antena para reducir las ondas reflectantes, proporcionando de ese modo un efecto creciente de
ancho de banda. En el dibujo, r se puede determinar como en la ecuacion 1.

[Ecuacion 1]
= (Zr-20/(Zr + Z0)

En las graficas ilustradas, la grafica 1 ilustra caracteristicas de puerto cuando solo una antena es en el dispositivo
electrénico. Ademas, la grafica 2 ilustra caracteristicas de puerto cuando se disponen una antena, un médulo de
condensador 210 y un modulo de bobina de inductancia 230. Como se ilustra, se puede ver que se mejora la
impedancia caracteristica de una linea de tal modo que se genera un efecto creciente de ancho de banda. Cuando
una capa de metal flotante 220 no esta presente entre el modulo de condensador 210 y el médulo de bobina de
inductancia, se genera una capacidad mutua entre el médulo de bobina de inductancia 230 (o una bobina de
inductancia integrada) y el médulo de condensador 210 (o un condensador integrado) de tal modo que se reduce la
inductancia y, como resultado, no se puede generar una resonancia adicional entre el modulo de condensador 210 y
el médulo de bobina de inductancia 230.

La grafica 3 es una vista que ilustra caracteristicas de puerto en un estado en el que se disponen la antena, el médulo
de condensador 210, el médulo de bobina de inductancia 230, y la capa de metal flotante 220. Como se ilustra, se
mejora la impedancia caracteristica de la linea de transmisién y se aumenta adicionalmente el ancho de banda con
una resonancia adicional (resonancia multiple).

La figura 10A es una grafica que ilustra caracteristicas de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa. La figura
10B es una grafica que ilustra la eficiencia de antena.

Como se ilustra en las figuras 10A y 10B, tanto una primera resonancia en una banda de 5 GHz como una segunda
resonancia en una banda de 5,8 GHz aseguran unas eficiencias de antena adecuadas. Por ejemplo, la potencia de
radiacion de antena en la banda de 5 GHz y la banda de 5,8 GHz es un valor excelente de 0,8 o mas. Como se ha
descrito anteriormente, el médulo de bobina de inductancia 230 puede soportar el aseguramiento del desempefio de
antena al tiempo que se protege la antena frente a la electricidad estatica.

La figura 11 es un diagrama que ilustra una parte de un dispositivo electrénico ilustrativo que incluye un dispositivo de
asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 11, una configuracion del dispositivo electronico 100 puede incluir una placa de circuito
impreso 180, un dispositivo de asistente de antena 200, o una antena 174.

La antena 174 se puede conectar a un circuito de asistente de antena 201 a través de una linea de asistente de antena
175. La antena 174, por ejemplo, se puede disponer en un area del dispositivo electrénico 100, que se proporciona en
forma de patréon. Ademas, la antena 174 se puede corresponder con al menos una porcion metalica del alojamiento
del dispositivo electrénico 100. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico 100 puede
incluir adicionalmente elementos fisicos, tales como un condensador y una bobina de inductancia, que esta conectado
ala antena 174.

La placa de circuito impreso 180 puede incluir un area de cableado 181 y un area de corte de relleno 183. Un
alimentador, en el que se dispone al menos un médulo de comunicacioén y que se conecta al médulo de comunicacion
para alimentar energia a la antena 174, se puede disponer en el area de cableado 181. Ademas, se puede disponer
un area de masa en el area de cableado 181. El dispositivo de asistente de antena 200 se puede disponer en el area
de corte de relleno 183.

El dispositivo de asistente de antena 200 puede incluir un circuito de asistente de antena 201, unas lineas de
alimentacion 219 y 239, una linea de masa 238, una linea de asistente de antena 175, o una bobina de inductancia
variable 240 (o una bobina de inductancia de chip). El circuito de asistente de antena 201, por ejemplo, puede incluir
un estado en el que se apila un médulo de condensador apilado, un metal flotante o un médulo de bobina de
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inductancia. Por ejemplo, el circuito de asistente de antena 201 puede incluir un médulo de condensador apilado
dispuesto sobre un metal flotante y un médulo de bobina de inductancia dispuesto por debajo del metal flotante. El
modulo de bobina de inductancia se puede conectar a un area de masa de la placa de circuito impreso 180 a través
de una linea de masa 238.

La bobina de inductancia variable 240 se puede disponer sobre la linea de masa 238. La bobina de inductancia variable
240 se puede conectar en serie al moédulo de bobina de inductancia. La inductancia de la bobina de inductancia variable
240 puede variar en respuesta a una sefial de control (por ejemplo, una sefial de control proporcionada por el
procesador del dispositivo electrénico). Por consiguiente, se puede modificar una inductancia total de las inductancias
del médulo de bobina de inductancia y la bobina de inductancia variable 240 del dispositivo electronico 100. Si se
modifica la inductancia total de los valores del médulo de bobina de inductancia y la bobina de inductancia variable
240, se pueden modificar las caracteristicas de resonancia del dispositivo de asistente de antena 200. Por ejemplo,
debido a la modificacion de la inductancia, se pueden modificar las caracteristicas de sub-resonancia (o de una
segunda resonancia) del dispositivo de asistente de antena 200.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, un dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una
realizacion ilustrativa puede incluir una pluralidad de sustratos apilados (por ejemplo, un médulo de condensador) para
funcionar como condensadores, unos lados de los cuales se conectan eléctricamente a una antena y unos lados
opuestos de los cuales se conectan a un alimentador, un metal flotante que se disponen por debajo de la pluralidad
de sustratos, y al menos un sustrato para funcionar como una bobina de inductancia, que se dispone por debajo del
metal flotante, y un lado del cual se conecta al alimentador y un lado opuesto del cual se conecta a un area de masa.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la pluralidad de sustratos, el metal flotante y el al menos un sustrato
para funcionar como una bobina de inductancia se pueden formar en una placa de circuito impreso (por ejemplo, un
area de corte de relleno).

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el médulo de condensador puede incluir una primera pila de
condensador que tiene una superficie y en la que se disponen una pluralidad de sustratos de condensador conectados
eléctricamente entre si para estar separados en vertical entre si con una separacion especifica, una segunda pila de
condensador que tiene una superficie y en la que una pluralidad de sustratos de condensador conectados
eléctricamente entre si se disponen entre los sustratos de condensador de la primera pila de condensador, y unas
capas de aislamiento que se disponen entre los sustratos de condensador.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la segunda pila de condensador puede incluir un orificio de paso
que conecta eléctricamente los sustratos de condensador.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el metal flotante puede incluir un sustrato metalico, una capa de
aislamiento superior que se dispone sobre el sustrato, y una capa de aislamiento inferior que se dispone por debajo
del sustrato.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el médulo de bobina de inductancia puede incluir unas lineas de
sefial que se disponen en zigzag al tiempo que estan conectados eléctricamente entre si.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo de asistente de antena puede incluir adicionalmente
una bobina de inductancia variable que esta conectada eléctricamente al médulo de bobina de inductancia.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo de asistente de antena puede incluir una primera
linea de alimentacion que conecta eléctricamente el médulo de condensador y el alimentador, una segunda linea de
alimentacion que conecta eléctricamente el médulo de bobina de inductancia y el alimentador, una linea de masa que
conecta eléctricamente el modulo de bobina de inductancia y el area de masa, y una linea de conexion de antena que
conecta eléctricamente un lado del médulo de condensador y la antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico puede incluir un alojamiento, un circuito
de comunicacion (o un médulo de comunicacion) que se dispone dentro del alojamiento, una placa de circuito impreso
(PCB) de multiples capas (por ejemplo, la placa de circuito impreso 180) que se dispone dentro del alojamiento y esta
conectada eléctricamente al circuito de comunicacion, un elemento radiante de antena (por ejemplo, el dispositivo de
antena 1878) que se dispone dentro del alojamiento o forma al menos una porcidon de una superficie exterior del
alojamiento y conectado eléctricamente al circuito de comunicacion y la placa de circuito impreso de multiples capas,
y la placa de circuito impreso de multiples capas puede incluir un primer patrén conductor (por ejemplo, el médulo de
condensador 210) que se dispone en al menos algunas capas de la placa de circuito impreso de multiples capas para
formar una capacidad, un segundo patrén conductor (por ejemplo, el médulo de bobina de inductancia 230) que se
dispone en al menos algunas segundas capas de la placa de circuito impreso de multiples capas para formar una
bobina de inductancia, y una placa conductora (por ejemplo, la capa de metal flotante 220) que se dispone entre las
al menos algunas capas y las al menos algunas segundas capas de la placa de circuito impreso de multiples capas
para aislar eléctricamente el primer patron conductor y el segundo patrén conductor.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico puede incluir adicionalmente una primera
capa de aislamiento entre el primer patrén conductor y la placa conductora y una segunda capa de aislamiento entre
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el segundo patron conductor y la placa conductora.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, en las que se hace flotar eléctricamente la placa conductora con
respecto a otro conductor en el dispositivo electrénico.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, en las que la placa conductora protege eléctrica o magnéticamente
el primer patrén conductor y el segundo patrén conductor.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico puede incluir adicionalmente una zona
terminal conductora que esta conectada eléctricamente al primer patron conductor y un miembro de conexion
conductor flexible que esta conectado eléctricamente al elemento radiante de antena al tiempo que se entra en
contacto con la zona terminal conductora.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, en las que el primer patréon conductor puede incluir una pluralidad
de miembros conductores planos que se disponen en una pluralidad de capas de la placa de circuito impreso de
multiples capas.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, en las que el segundo patrén conductor puede incluir una pluralidad
de patrones curvados.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, en las que la pluralidad de patrones curvados puede incluir patrones
sinuosos.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, en las que la placa de circuito impreso de multiples capas puede
incluir una placa de circuito impreso rigida y una placa de circuito impreso flexible que esta fijada a la placa de circuito
impreso rigida.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, en las que uno cualquiera del primer patrén conductor y el segundo
patron conductor se dispone en la placa de circuito impreso rigida, y el otro del primer patrén conductor y el segundo
patrén conductor se dispone en la placa de circuito impreso flexible.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico puede incluir adicionalmente un circuito
de control configurado para cambiar un punto de la placa de circuito impreso de multiples capas conectada al circuito
de comunicacion.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, se proporciona un dispositivo de asistente de antena. El dispositivo
de asistente de antena puede incluir un médulo de condensador en el que se apilan unos sustratos de condensador,
al menos unos lados de los sustratos de condensador apilados se conectan eléctricamente a una antena, y al menos
unos lados opuestos de los sustratos de condensador apilados se conectan a un alimentador, un médulo de bobina
de inductancia que se dispone en una porcion inferior o superior del médulo de condensador, y un lado del cual se
conecta al alimentador y un lado opuesto del cual se conecta a un area de masa y una capa de metal flotante que se
dispone entre el médulo de condensador y el médulo de bobina de inductancia.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico puede incluir adicionalmente un conector
(por ejemplo, un contacto de antena o una parte de contacto) que se dispone entre el elemento radiante de antena y
la placa de circuito impreso de multiples capas.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico puede incluir adicionalmente al menos
una masa (por ejemplo, la masa) que se dispone dentro del alojamiento, y el primer patrén conductor y/o el segundo
patrén conductor se pueden conectar eléctricamente a la al menos una masa.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, un dispositivo electrénico de acuerdo con una realizacién puede
incluir un dispositivo de asistente de antena que incluye un médulo de condensador en el que se apilan unos sustratos
de condensador, un metal flotante que se dispone por debajo del médulo de condensador y un médulo de bobina de
inductancia que se dispone por debajo del metal flotante, una antena que se conecta a un lado del dispositivo de
asistente de antena, y una placa de circuito impreso que esta conectada eléctricamente a un lado opuesto del
dispositivo de asistente de antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico puede incluir adicionalmente un conector
de antena que conecta eléctricamente la antena y el dispositivo de asistente de antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el conector de antena puede tener forma de mordaza.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico puede incluir adicionalmente una primera
capa de unién que une el conector de antena al dispositivo de asistente de antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico puede incluir adicionalmente una linea de
conexion de antena que conecta eléctricamente un lado del médulo de condensador con la antena.
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De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la placa de circuito impreso puede incluir un area de cableado en
la que se disponen hilos en multiples capas, y un area de corte de relleno en la que no se forma una linea alguna y se
dispone el dispositivo de asistente de antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el area de cableado puede incluir un alimentador que alimenta
energia eléctrica a la antena, y un area de masa que se conecta al médulo de bobina de inductancia.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la antena puede incluir al menos una porcion del alojamiento que
rodea una periferia exterior del dispositivo electrénico.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico puede incluir adicionalmente una segunda
capa de union que se dispone por debajo del médulo de bobina de inductancia para fijar el dispositivo de asistente de
antena a la placa de circuito impreso.

La figura 12A es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una configuracion de un dispositivo electrénico ilustrativo que
incluye un dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa. La figura 12B es un diagrama
que ilustra otro ejemplo de una configuracion de un dispositivo electrénico que incluye un dispositivo de asistente de
antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 12A, una configuracion del dispositivo electrénico puede incluir un dispositivo de asistente
de antena 200 que se puede montar en una placa de circuito impreso 180 o se puede disponer independientemente
de la placa de circuito impreso 180, un contacto de antena 175a, y una antena 174.

La antena 174 se puede conectar eléctricamente al dispositivo de asistente de antena 200 a través del contacto de
antena 175a.

El dispositivo de asistente de antena 200 puede incluir un circuito de asistente de antena 201, unas lineas de
alimentacion 219 y 239, una linea de masa 238, una bobina de inductancia variable 240 (o una bobina de inductancia
de chip), o un condensador variable 250. El circuito de asistente de antena 201, por ejemplo, puede tener un estado
en el que se apila un médulo de condensador apilado, un metal flotante o un médulo de bobina de inductancia. Por
ejemplo, el circuito de asistente de antena 201 puede incluir un médulo de condensador apilado dispuesto sobre un
metal flotante y un médulo de bobina de inductancia dispuesto por debajo del metal flotante. El médulo de bobina de
inductancia se puede conectar a un area de masa de la placa de circuito impreso a través de una linea de masa 238.

Como se ilustra en la figura 11, la bobina de inductancia variable 240 se puede disponer sobre la linea de masa 238.
La bobina de inductancia variable 240 se puede conectar en serie al médulo de bobina de inductancia. La inductancia
de la bobina de inductancia variable 240 puede variar en respuesta a una sefal de control (por ejemplo, una sefal de
control proporcionada por el procesador del dispositivo electrénico). De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas,
la bobina de inductancia variable 240 se puede sustituir por una bobina de inductancia pasiva que tiene una inductancia
de una magnitud especifica.

El condensador variable 250 se puede disponer sobre una linea de alimentacion 219. El condensador variable 250 se
puede conectar en serie al modulo de condensador. La capacidad del condensador variable 250 puede variar en
respuesta a una sefial de control (por ejemplo, una sefial de control proporcionada por el procesador del dispositivo
electronico). De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el condensador variable 250 se puede sustituir por un
condensador pasivo que tiene una capacidad de una magnitud especifica. Por consiguiente, se puede modificar una
capacidad total de las capacidades del modulo de condensador y el condensador variable 250 del dispositivo de
asistente de antena 200. Si se modifica la capacidad total de las capacidades del modulo de condensador y el
condensador variable 250, se pueden modificar las caracteristicas de resonancia del dispositivo de asistente de antena
200. Por ejemplo, debido a la modificacion de la capacidad, se pueden modificar las caracteristicas de sub-resonancia
(o de una segunda resonancia) del dispositivo de asistente de antena 200.

Con referencia a la figura 12B, una configuracion del dispositivo electrénico puede incluir un dispositivo de asistente
de antena 200 que se puede montar en una placa de circuito impreso 180 o se puede disponer independientemente
de la placa de circuito impreso 180, un contacto de antena 175a, y una antena 174. El dispositivo de asistente de
antena 200 puede incluir un circuito de asistente de antena 201, unas lineas de alimentacién 219 y 239, una linea de
masa 238, una bobina de inductancia variable 240 (o una bobina de inductancia de chip), un condensador variable
250 o una bobina de inductancia de asistente variable 260 (o una bobina de inductancia de chip). Ademas, el
dispositivo de asistente de antena 200 puede excluir la bobina de inductancia variable 240, y puede incluir la bobina
de inductancia de asistente variable 260 y el condensador variable 250.

La bobina de inductancia de asistente variable 260 se puede conectar a una linea de alimentacién 219. La bobina de
inductancia de asistente variable 260 se puede conectar en paralelo al médulo de condensador. La inductancia de la
bobina de inductancia de asistente variable 260 puede variar en respuesta a una sefal de control (por ejemplo, una
sefial de control proporcionada por el procesador del dispositivo electronico). La bobina de inductancia de asistente
variable 260 puede contribuir a un cambio en las inductancias del médulo de bobina de inductancia y la bobina de
inductancia variable 240.
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La figura 13A es un diagrama que ilustra una porcion de una apariencia externa de un dispositivo electrénico ilustrativo
de acuerdo con una realizacion ilustrativa. La figura 13B es un diagrama que ilustra un ejemplo de una forma de una
placa de circuito impreso de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a las figuras 13A y 13B, al menos una porcion de al menos un area periférica del dispositivo electronico
100, por ejemplo, se puede formar de un material conductor (por ejemplo, un metal) de tal modo que un area periférica
del dispositivo electrénico 100 se usa como una antena 172. El dispositivo electrénico 100 puede incluir un area 1301
en la que se asienta la placa de circuito impreso 180. El area 1301 es una porcién de una estructura, y se puede formar
de un material no metalico o tener una estructura abierta. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, al menos un area
1300 de la placa de circuito impreso 180 se puede disponer cerca de un area en la que se dispone la antena 172. Por
ejemplo, el contacto de antena 175a se puede disponer en un area 1300 de la placa de circuito impreso 180. De
acuerdo con una realizacién, al menos una porcion del contacto de antena 175a puede incluir una forma de mordaza.

La figura 14 es un diagrama que ilustra una seccion de un dispositivo electrénico ilustrativo de acuerdo con una
realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 14, como se ha ilustrado, el dispositivo electronico puede incluir una antena 172 que se
dispone en un area periférica del mismo, un contacto de antena 175a que se dispone por debajo de la antena 172,
una placa de circuito impreso 180 con la que entra en contacto eléctrico el contacto de antena 175a, y un dispositivo
de asistente de antena 200 que se dispone en un area de la placa de circuito impreso 180. Ademas, el dispositivo
electrénico 100 puede incluir un componente de dispositivo montado en superficie (SMD) 1410 que se dispone en un
area de la placa de circuito impreso 180. El componente de SMD 1410, por ejemplo, puede ser un componente (por
ejemplo, un alimentador de antena, un receptor de antena o un procesador) que usa el dispositivo de asistente de
antena 200.

Como se ilustra, el dispositivo de asistente de antena 200 se puede montar en la placa de circuito impreso 180 o al
menos una porcion del dispositivo de asistente de antena 200 se puede formar dentro de la placa de circuito impreso
180. El dispositivo de asistente de antena 200 se puede conectar eléctricamente al contacto de antena 175a mediante
la linea de sefial anteriormente descrita. Por ejemplo, la linea de sefial puede incluir un area del dispositivo de asistente
de antena 200, en la que se expone al exterior una capa de metal del dispositivo de asistente de antena 200. Por
consiguiente, el dispositivo de asistente de antena 200 se puede conectar fisica o eléctricamente a una porcién inferior
del contacto de antena 175a.

El contacto de antena 175a, por ejemplo, se puede formar de un material metalico, y puede conectar eléctricamente
la antena 172 y el dispositivo de asistente de antena 200. En la estructura anteriormente descrita, el dispositivo de
asistente de antena 200 se puede proporcionar de tal modo que se apilan el médulo de condensador apilado, el metal
flotante y el moédulo de bobina de inductancia, para mejorar las caracteristicas de frecuencia de la antena 172 (por
ejemplo, expandir una banda de frecuencia de resonancia), evitar un choque eléctrico y soportar la provision de una
banda de sub-resonancia.

La figura 15A es un diagrama que ilustra un ejemplo de una linea de transmisidon de un dispositivo electronico de
acuerdo con una realizacion ilustrativa. La figura 15B es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una linea de
transmisién de un dispositivo electrénico de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 15A, la linea de transmision de antena del dispositivo electrénico, por ejemplo, puede incluir
una antena 172, un contacto de antena 175a, un moédulo de bobina de inductancia 230, un médulo de condensador
210, una bobina de inductancia de asistente 230a, un condensador de asistente 210a, un médulo de RF 110 y un
modulo de comunicacion 120.

El médulo de bobina de inductancia 230 se puede conectar directamente al contacto de antena 175a. El médulo de
condensador 210 se puede conectar en paralelo al médulo de bobina de inductancia 230. La bobina de inductancia
de asistente 230a se puede conectar en serie al médulo de condensador 210. El condensador de asistente 210a se
puede conectar en serie al médulo de bobina de inductancia 230, y se puede conectar en paralelo al médulo de
condensador 210. La bobina de inductancia de asistente 230a, por ejemplo, puede incluir al menos una de una bobina
de inductancia variable o una bobina de inductancia pasiva que tiene una inductancia de una magnitud especifica. El
condensador de asistente 210a, por ejemplo, puede incluir al menos uno de un condensador variable o un condensador
pasivo que tiene una capacidad de una magnitud especifica. La estructura anteriormente descrita, por ejemplo, soporta
el ajuste de al menos una de una inductancia de la bobina de inductancia de asistente 230a o una capacidad del
condensador de asistente 210a basandose en las caracteristicas de una banda de frecuencia, que se va a disefiar,
como el dispositivo de asistente de antena de la figura 12. Incluso después de que se haya montado completamente
el conjunto del dispositivo electronico, la linea de transmisién de antena de la estructura soporta la adquisicion de unas
caracteristicas de frecuencia necesarias al ajustar al menos una de inductancia o capacidad.

Con referencia a la figura 15B, la linea de transmision de antena del dispositivo electrénico, por ejemplo, puede incluir
una antena 172, un contacto de antena 175a, un modulo de bobina de inductancia 230, un condensador de asistente
adicional 210b, un mdédulo de condensador 210, una bobina de inductancia de asistente 230a, un mdédulo de RF 110
y un médulo de comunicacion 120. Adicional o alternativamente, la linea de transmision de antena del dispositivo
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electrénico puede conectar el asistente 210a al condensador de asistente adicional 201b en serie. El condensador de
asistente adicional 210b, por ejemplo, puede ser un condensador variable. El condensador de asistente adicional 210b,
por ejemplo, puede ser un condensador fijo. El condensador de asistente adicional 210b se puede conectar en serie
al médulo de bobina de inductancia 230, y se puede usar para ajustar la frecuencia de resonancia.

La figura 16 es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una linea de transmisidon de un dispositivo electronico de
acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 16, la linea de transmision de antena del dispositivo electrénico, por ejemplo, puede incluir
una antena 172, un contacto de antena 175a, un modulo de condensador 210, un moédulo de bobina de inductancia
230, un modulo de RF 110 y un modulo de comunicacion 120.

El médulo de condensador 210 se puede conectar en paralelo al contacto de antena 175a. El médulo de bobina de
inductancia 230 se puede conectar en serie al contacto de antena 175a, y el médulo de condensador 210 se puede
conectar en paralelo al médulo de bobina de inductancia 230. La linea de transmisién de antena que tiene la estructura
anteriormente descrita puede tener una estructura en la que el médulo de condensador 210 se conecta al contacto de
antena 175a en un extremo frontal del médulo de bobina de inductancia 230 y puede tener una estructura en la que el
modulo de bobina de inductancia 230 se conecta al médulo de RF 110 en un extremo posterior del médulo de
condensador 210. La estructura anteriormente descrita, por ejemplo, un dispositivo de asistente de antena de diez
capas 200 se puede proporcionar de tal modo que la primera capa inferior se corresponde con el médulo de bobina
de inductancia 230, las capas tercera a décima se corresponden con el médulo de condensador 210, y la segunda
capa intermedia se corresponde con la capa de metal flotante 220.

La figura 17 es un diagrama que ilustra un ejemplo de una ubicacion de un dispositivo de asistente de antena de
acuerdo con una realizacién ilustrativa.

Con referencia a la figura 17, el dispositivo electrénico 100 de acuerdo con una realizacion ilustrativa, por ejemplo,
puede incluir un dispositivo de asistente de antena 200 que se dispone sobre una placa de circuito impreso 180 en un
patron especifico. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico 100 puede incluir un
patrén que se corresponde con el dispositivo de asistente de antena 200 formado en un area de una estructura 101.
De acuerdo con una realizacion ilustrativa, cuando el dispositivo de asistente de antena 200 se dispone o se forma
sobre al menos un lado de la estructura 101, el dispositivo electrénico 100 puede incluir adicionalmente una linea de
circuito que esta conectada eléctricamente al dispositivo de asistente de antena 200 dispuesto en la estructura 101 y
la placa de circuito impreso 180.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, se puede proporcionar una pluralidad de dispositivos de asistente
de antena 200. Por ejemplo, como se ha ilustrado, el dispositivo electronico 100 puede incluir un primer dispositivo de
asistente de antena 200a que se proporciona en la estructura 101 en forma de patrén y un segundo dispositivo de
asistente de antena 200b que se monta en la placa de circuito impreso 180. El primer dispositivo de asistente de
antena 200a y el segundo dispositivo de asistente de antena 200b pueden incluir al menos uno de un médulo de
condensador, un metal flotante o un moédulo de bobina de inductancia.

La figura 18A es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una ubicacion de un dispositivo de asistente de antena de
acuerdo con una realizacion ilustrativa. La figura 18B es un diagrama que ilustra otro ejemplo de una ubicacién de un
dispositivo de asistente de antena de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 18A, el dispositivo electronico 100 de acuerdo con una realizacion ilustrativa, por ejemplo,
puede incluir una parte de metal externa 1810 (por ejemplo, una parte de metal que se opera como una antena), un
dispositivo de asistente de antena 1820a que se forma sobre una FPCB, y una parte de contacto 1830. El dispositivo
de asistente de antena 1820a, por ejemplo, se puede conectar eléctricamente a la parte de metal externa 1810 a
través de la parte de contacto 1830. El dispositivo de asistente de antena 1820a se puede formar o disponerse en un
area de corte de relleno de una placa de circuito impreso rigida. El dispositivo de asistente de antena 1820a formado
sobre la FPCB, por ejemplo, puede incluir al menos una porcién de la FPCB. La FPCB puede conectar eléctricamente
la placa de circuito impreso (por ejemplo, la placa de circuito impreso rigida) y la parte de metal externa. Un médulo
de condensador, un metal flotante y un médulo de bobina de inductancia se pueden apilar sobre la FPCB para
comprender el dispositivo de asistente de antena 1820a.

Con referencia a la figura 18B, el dispositivo electronico 100 de acuerdo con una realizacion ilustrativa, por ejemplo,
puede incluir una parte de metal externa 1810 (por ejemplo, una parte de metal que se opera como una antena), un
dispositivo de asistente de antena 1820a que se forma en un area de corte de relleno de la placa de circuito impreso,
y una parte de contacto 1830. El dispositivo de asistente de antena 1820b se puede proporcionar al formar algunas
capas de metal entre una pluralidad de capas de aislamiento en la placa de circuito impreso, y se puede conectar
eléctricamente a la parte de metal externa 1810 a través de la parte de contacto 1830 mientras que algunas de las
capas de metal se exponen al lado superior. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo
electrénico 100 puede incluir un dispositivo de asistente de antena 1820a que se forma sobre una FPCB y un
dispositivo de asistente de antena 1820b que se forma sobre un area de corte de relleno de la placa de circuito impreso.
En este caso, el dispositivo electronico 100 puede mejorar las caracteristicas de frecuencia del dispositivo electrénico
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al usar una pluralidad de dispositivos de asistente de antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo de asistente de antena 1820b anteriormente descrito
puede ser un patron de antena. El patron de antena, por ejemplo, se puede proporcionar al formar una capa de metal
en un area de corte de relleno de la placa de circuito impreso. El patréon de antena se puede conectar eléctricamente
a la parte de metal externa 1810 a través de la parte de contacto 1830. Ademas, el patron de antena se puede conectar
eléctricamente al dispositivo de asistente de antena 1820a de la figura 18A.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico 100 puede incluir un estado de conexién
eléctrica de un patron de antena proporcionado en un area de corte de relleno de la placa de circuito impreso y el
dispositivo de asistente de antena 1820a de la figura 18A. En la estructura, el dispositivo electronico 100 puede excluir
una conexion eléctrica de la parte de metal externa 1810 y el dispositivo de asistente de antena 1820a. El dispositivo
de asistente de antena 1820a se puede conectar eléctricamente a un patrén de antena formado en un area de corte
de relleno de la placa de circuito impreso para contribuir a la mejora de las caracteristicas de frecuencia de un médulo
de comunicacién especifico.

La figura 19A es un diagrama que ilustra otro ejemplo de un dispositivo electronico, al que se aplica un dispositivo de
asistente de antena, de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 19A, el dispositivo de asistente de antena de acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas,
por ejemplo, también se puede formar en un dispositivo electronico 1900 que incluye un visualizador doble. De acuerdo
con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico 1900 puede ser un dispositivo electronico plegable.
De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico 1900 se puede proporcionar de tal modo
que se puede plegar un visualizador.

Cuando se pliega el dispositivo electronico 1900, se puede generar una inclinacion de frecuencia. Por ejemplo, en un
GPS que usa una Unica frecuencia, se puede deteriorar el desempefio del dispositivo electrénico 1900. Un dispositivo
electronico, al que se aplica el dispositivo de asistente de antena 200 anteriormente descrito, puede asegurar un ancho
de banda relativamente amplio para soportar unas caracteristicas de antena estables incluso si se pliega este.

La figura 19B es una grafica que ilustra caracteristicas de frecuencia de un dispositivo electrénico plegable ilustrativo
de acuerdo con una realizacion ilustrativa.

Con referencia a la figura 19B, el dispositivo electronico plegable se abre para mostrar las caracteristicas de frecuencia
de una primera grafica cuando este se dispone de tal modo que los visualizadores indican la misma direccion. Ademas,
se pueden mostrar unas caracteristicas de frecuencia estables de una segunda grafica incluso si se pliega el
dispositivo electrénico plegable de tal modo que los visualizadores estan orientados uno hacia otro. Una tercera grafica,
por ejemplo, es una grafica que ilustra un estado en el que solo se aplica una antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, un dispositivo electrénico de acuerdo con una realizacion, al que
se aplica un dispositivo de asistente de antena, puede mejorar las caracteristicas de antena del dispositivo electronico,
al evitar un choque eléctrico, mejorar las caracteristicas de frecuencia de una antena y proporcionar una banda de
frecuencia de sub-resonancia.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, un dispositivo electrénico de acuerdo con una realizacién ilustrativa
puede incluir un dispositivo de asistente de antena que se monta en un area de una placa de circuito impreso para
alimentar energia eléctrica a la antena y conectar a masa la antena y que incluye un médulo de condensador apilado,
un modulo de bobina de inductancia, y un metal flotante que se dispone entre el médulo de condensador y el médulo
de bobina de inductancia, y una antena que se conecta a un lado del dispositivo de asistente de antena.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo de asistente de antena puede ser formado por al
menos una porcion de un area de corte de relleno de la que se retiran las lineas de cableado y en la que se disponen
una pluralidad de capas, al menos algunas de las cuales incluyen un componente de metal.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, la placa de circuito impreso puede incluir un alimentador que
alimenta energia eléctrica a la antena a través del dispositivo de asistente de antena, y un area de masa que se
conecta al médulo de bobina de inductancia.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electronico puede incluir adicionalmente una segunda
capa de union que fija el médulo de bobina de inductancia a la placa de circuito impreso.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el metal flotante puede incluir un sustrato metalico, una capa de
aislamiento superior que se dispone sobre el sustrato, y una capa de aislamiento inferior que se dispone por debajo
del sustrato.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico puede incluir adicionalmente al menos
una de una bobina de inductancia variable que esta conectada eléctricamente al médulo de bobina de inductancia o
una bobina de inductancia auxiliar que tiene una inductancia especifica, y al menos uno de un condensador variable
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que esta conectado eléctricamente al moédulo de condensador o un condensador auxiliar que tiene una capacidad
especifica.

La figura 20 es un diagrama que ilustra un dispositivo electronico en un entorno de red de acuerdo con una realizacion
ilustrativa.

Con referencia a la figura 20, el entorno de red de dispositivo electronico 2001 de acuerdo con una realizacion
ilustrativa puede incluir un dispositivo electrénico 2000, un segundo dispositivo electrénico externo 2004, un servidor
2006 y una red 2062.

La red 2062 puede soportar la formacién de un canal de comunicacion entre el dispositivo electrénico 2000 vy el
dispositivo electronico externo 2004 o entre el dispositivo electrénico 2000 y el servidor 2006. La red 2062 ayuda a
transmitir un contenido almacenado en el dispositivo electronico 2000 al dispositivo electrénico externo 2004 o el
servidor 2006.

El servidor 2006 puede formar un canal de comunicacion con el dispositivo electrénico 2000 a través de la red 2062.
El servidor 2006 puede recibir contenidos del dispositivo electrénico 2000 y almacenar los contenidos recibidos.
Ademas, el servidor 2006 puede proporcionar una realimentacion para la recepciéon de los contenidos al dispositivo
electrénico 2000.

El dispositivo electronico 2000 anteriormente mencionado puede incluir un bus 2010, un procesador (por ejemplo,
incluyendo circuiteria de procesamiento) 2020, una memoria 2030, una interfaz de entrada/salida (por ejemplo,
incluyendo circuiteria de entrada/salida o un dispositivo de entrada/salida) 2050, un visualizador 2060 y una interfaz
de comunicacion (por ejemplo, incluyendo circuiteria de comunicacion) 2070. Ademas, el dispositivo electrénico 2000
puede incluir una antena 2076 que se conecta a la interfaz de comunicacién 2070. Ademas, el dispositivo electrénico
2000 puede incluir adicionalmente un dispositivo de asistente de antena (no mostrado) que se dispone entre la interfaz
de comunicacién 2070 y el procesador 2020. En algunas realizaciones, el dispositivo electronico 2000 puede excluir
al menos uno de los elementos o puede incluir adicionalmente otro elemento. Ademas, el dispositivo electrénico 2000
puede incluir un alojamiento que rodea o recibe al menos algunas de las configuraciones.

El bus 2010 puede ser, por ejemplo, un circuito que conecta los componentes 2020 a 2070 entre si y transmite una
sefial de comunicacion (por ejemplo, un mensaje de control y/o datos) entre los componentes.

El procesador 2020 puede incluir una diversidad de circuiterias de procesamiento, tales como, por ejemplo, y sin
limitacién, uno o mas de un procesador dedicado, una unidad central de procesamiento (CPU), un procesador de
aplicaciones (AP) o un procesador de comunicacion (CP), o similares. Por ejemplo, el procesador 2020 puede realizar
el célculo o el procesamiento de datos sobre el control y/o la comunicacion de al menos otro de los componentes del
dispositivo electronico 2001.

El procesador 2020 puede controlar un valor variable de una bobina de inductancia variable, que se ha descrito
anteriormente. Por ejemplo, cuando el desempefio de antena es un valor de referencia o menos, el procesador 2020
puede cambiar las caracteristicas fisicas del dispositivo de asistente de antena al ajustar un valor de inductancia de la
bobina de inductancia variable. A través de esto, el proceso 2020 puede mejorar las caracteristicas de frecuencia al
ajustar las caracteristicas de sub-resonancia.

La memoria 2030 puede incluir una memoria volatil y/o no volatil. La memoria 2030 puede almacenar, por ejemplo, un
comando o datos asociados con al menos otro de los componentes del dispositivo electronico 2001. De acuerdo con
una realizacion, la memoria 2030 puede almacenar software y/o un programa 2040. El programa 2040 puede incluir,
por ejemplo, un nucleo 2041, un middleware 2043, una interfaz de programacién de aplicaciones (API) 2045, y/o al
menos un programa de aplicacion 2047 (o "al menos una aplicacion"), y similares. Al menos parte del nucleo 2041, el
middleware 2043 o la APl 2045 pueden denominarse sistema operativo (SO).

El nucleo 2041 puede controlar o gestionar, por ejemplo, los recursos de sistema (por ejemplo, el bus 2010, el
procesador 2020 o la memoria 2030 y similares) usados para ejecutar una operacién o funcién implementada en los
otros programas (por ejemplo, el middleware 2043, la API 2045 o el programa de aplicacién 2047). Asimismo, como
el middleware 2043, la API 2045 o el programa de aplicacion 2047 accede a un componente separado del dispositivo
electronico 2001, el nucleo 2041 puede proporcionar una interfaz que puede controlar o gestionar recursos de sistema.

El middleware 2043 puede desempefiar un papel como, por ejemplo, un intermediario de manera que la API 2045 o
el programa de aplicacion 2047 se comuniquen con el nucleo 2041 para comunicar datos.

Asimismo, el middleware 2043 puede procesar una o mas solicitudes de trabajo, recibidas del programa de aplicacion
2047, en orden de prioridad. Por ejemplo, el middleware 2043 puede asignar prioridad que puede usar recursos de
sistema (el bus 2010, el procesador 2020 o la memoria 2030 y similares) del dispositivo electrénico 2001 a al menos
uno de los al menos un programa de aplicacion 2047. Por ejemplo, el middleware 2043 puede realizar la programacion
o el equilibrio de carga para una o mas solicitudes de trabajo procesando una o mas solicitudes de trabajo en orden
de prioridad asignada al, al menos, uno del al menos un programa de aplicacion 2047.
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La API 2045 puede ser, por ejemplo, una interfaz en la que el programa de aplicacion 2047 controla una funcion
proporcionada desde el nicleo 2041 o el middleware 2043. Por ejemplo, la APl 2045 puede incluir al menos una
interfaz o funcion (por ejemplo, un comando) para el control de archivos, control de ventanas, procesamiento de
imagenes o control de texto, y similares.

La interfaz de entrada/salida 2050 puede incluir una diversidad de circuiterias de entrada/salida configuradas para
desempefiar un papel como, por ejemplo, una interfaz que puede transmitir un comando o entrada de datos desde un
usuario u otro dispositivo externo a otro componente (u otros componentes) del dispositivo electronico 2001. Asimismo,
la interfaz de entrada/salida 2050 puede emitir una instruccion o datos recibidos desde otro componente (u otros
componentes) del dispositivo electronico 2001 al usuario u otro dispositivo externo.

La pantalla 2060 puede incluir, por ejemplo, una pantalla de cristal liquido (LCD), una pantalla de diodo emisor de luz
(LED), una pantalla de LED organico (OLED), una pantalla de sistemas microelectromecanicos (MEMS) o una pantalla
de papel electrénico, o similares, pero no se limita a ello. El visualizador 2060 puede visualizar, por ejemplo, una
variedad de contenido (por ejemplo, texto, imagenes, videos, iconos o simbolos, y similares) al usuario. El visualizador
2060 puede incluir una pantalla tactil, y puede recibir, por ejemplo, toque, gesto, proximidad o una entrada flotante
usando un lapiz electrénico o parte del cuerpo del usuario.

La interfaz de comunicacion 2070 puede incluir una diversidad de circuiterias de comunicacion y establecer
comunicacion entre, por ejemplo, el dispositivo electronico 2001 y un dispositivo externo (por ejemplo, un primer
dispositivo electrénico externo 2002, un segundo dispositivo electrénico externo 2004 o un servidor 2006). Por ejemplo,
la interfaz de comunicaciéon 2070 puede conectarse a una red 2062 a través de comunicacion inalambrica o
comunicacion por cable y puede comunicarse con el dispositivo externo (por ejemplo, el segundo dispositivo
electrénico externo 2004 o el servidor 2006).

La comunicacion inalambrica puede usar, por ejemplo, al menos uno de evolucion a largo plazo (LTE), LTE avanzada
(LTE-A), acceso multiple por division de codigo (CDMA), CDMA de banda ancha (WCDMA), sistema universal de
telecomunicaciones moviles (UMTS), banda ancha inalambrica (WiBro) o sistema global para comunicaciones moviles
(GSM) y similares como un protocolo de comunicacion celular. Asimismo, la comunicacion inalambrica puede incluir,
por ejemplo, comunicacion de area local 2064. La comunicacion de area local 2064 puede incluir, por ejemplo, al
menos una de comunicacion de fidelidad inalambrica (Wi-Fi), comunicacion por Bluetooth (BT), comunicacion de
campo cercano (NFC) o comunicacién de sistema global de navegacion por satélite (GNSS), y similares.

Un modulo de MST puede generar un pulso basado en datos de transmision usando una sefal electromagnética y
puede generar una sefial de campo magnético basandose en el pulso. El dispositivo electrénico 2001 puede emitir la
sefial de campo magnético a un sistema de punto de venta (POS). El sistema POS puede restablecer los datos
detectando la sefial de campo magnético usando un lector de MST y convirtiendo la sefial de campo magnético
detectada en una sefial eléctrica.

El GNSS puede incluir, por ejemplo, al menos uno de un sistema de posicionamiento global (GPS), un Glonass, un
sistema de navegacion por satélite de Beidou (denominado posteriormente en el presente documento "Beidou") o un
Galileo (es decir, el sistema europeo de navegacion global basada en satélite) de acuerdo con un area disponible o
un ancho de banda, y similares. Posteriormente en el presente documento, el "GPS" usado en el presente documento
puede ser intercambiable con el "GNSS". La comunicacion por cable puede incluir al menos una de, por ejemplo,
comunicacion de bus de serie universal (USB), comunicacion de interfaz multimedia de alta definicion (HDMI),
comunicacion de norma recomendada 232 (RS-232) o comunicacion de servicio telefénico antiguo sencillo (POTS), y
similares. La red 2062 puede incluir una red de telecomunicaciones, por ejemplo, al menos una de una red informatica
(por ejemplo, una red de area local (LAN) o una red de area extensa (WAN)), Internet o una red telefénica.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo de asistente de antena (o el circuito de asistente de
antena) se puede conectar eléctricamente al, al menos, un moédulo de comunicacién anteriormente descrito. Por
ejemplo, el dispositivo electrénico 2000 puede incluir al menos un dispositivo de asistente de antena que se conecta
a al menos uno de un médulo de comunicacion de Wi-Fi, un médulo de Bluetooth y un médulo de comunicacion celular.
Los dispositivos de asistente de antena conectados a los moédulos de comunicacion, por ejemplo, pueden tener
diferentes areas de condensadores o diferentes nimeros de condensadores, diferentes extensiones o grosores de los
metales flotantes, o diferentes extensiones de los médulos de bobina de inductancia. De acuerdo con una realizacion
ilustrativa, un dispositivo de asistente de antena conectado a un médulo de comunicacién que opera una banda de
frecuencia relativamente alta puede incluir un metal flotante relativamente grande y un modulo de bobina de
inductancia relativamente grande. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, un dispositivo de asistente de antena
conectado a un médulo de comunicacion que opera una banda de frecuencia relativamente baja puede incluir un metal
flotante relativamente pequefio y un médulo de bobina de inductancia relativamente pequerio.

Cada uno del primero y el segundo dispositivos electronicos externos 2002 y 2004 puede ser igual que o un dispositivo
diferente del dispositivo electrénico 2001. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, el servidor 2006 puede incluir un
grupo de uno o mas servidores. De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, todas o algunas de las operaciones
ejecutadas en el dispositivo electrénico 2001 pueden ejecutarse en otro dispositivo electronico o en una pluralidad de
dispositivos electronicos (por ejemplo, el primer dispositivo electronico externo 2002, el segundo dispositivo electrénico
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externo 2004 o el servidor 2006). De acuerdo con una realizacion ilustrativa, si el dispositivo electronico 2001 debe
realizar cualquier funciéon o servicio automaticamente o segun una solicitud, puede solicitar a otro dispositivo (por
ejemplo, el primer dispositivo electronico externo 2002, el segundo dispositivo electronico externo 2004 o el servidor
106) que realice al menos parte de la funcion o servicio, en lugar de ejecutar la funcion o servicio por si mismo o
ademas de la funcién o servicio. El otro dispositivo electrénico (por ejemplo, el primer dispositivo electronico externo
2002, el segundo dispositivo electronico externo 2004 o el servidor 2006) puede ejecutar la funcion solicitada o la
funcion afiadida y puede transmitir el resultado ejecutado al dispositivo electrénico 2001. El dispositivo electronico
2001 puede procesar el resultado recibido sin cambios o adicionalmente y puede proporcionar la funcién o servicio
solicitado. Para este fin, por ejemplo, se pueden usar tecnologias informaticas en la nube, tecnologias informaticas
distribuidas o tecnologias informaticas de cliente-servidor.

La figura 21 es un diagrama de bloques que ilustra un dispositivo electrénico ilustrativo de acuerdo con varias
realizaciones ilustrativas.

Un dispositivo electronico 2100, por ejemplo, puede incluir la totalidad de la parte o una porcion del dispositivo
electronico 100 y 1200 de la figura 1A o la figura 20. Con referencia a la figura 21, el dispositivo electrénico 2100 puede
incluir al menos un procesador (por ejemplo, incluyendo circuiteria de procesamiento tal como un procesador de
aplicaciones (AP) 2110, un modulo de comunicacion (por ejemplo, incluyendo circuiteria de comunicacion) 2120, un
modulo de identificacion de abonado 2129, una memoria 2130, un médulo de seguridad 2136, un médulo de sensores
2140, un dispositivo de entrada (por ejemplo, incluyendo circuiteria de entrada) 2150, un visualizador 2160, una interfaz
(por ejemplo, incluyendo circuiteria de interfaz) 2170, un médulo de audio 2180, un mddulo de camara 2191, un médulo
de gestion de alimentacion 2195, una bateria 2196, un indicador 2197 o un motor 2198.

El procesador 2110 puede incluir una diversidad de circuiterias de procesamiento y accionar, por ejemplo, un sistema
operativo (SO) o un programa de aplicacion para controlar una pluralidad de componentes de hardware o software
conectados al mismo y puede procesar y calcular una variedad de datos. El procesador 2110 puede implementarse
con, por ejemplo, un sistema en chip (SoC). De acuerdo con una realizacion ilustrativa, el procesador 2110 puede
incluir una unidad de procesamiento grafico (GPU) (no mostrada) y/o un procesador de sefiales de imagen (no
mostrado). El procesador 2110 puede incluir al menos algunos (por ejemplo, un mddulo celular 2121) de los
componentes mostrados en la figura 21. El procesador 2110 puede cargar un comando o datos recibidos desde al
menos uno de otros componentes (por ejemplo, una memoria no volatil) en una memoria volatil para procesar los
datos y puede almacenar diversos datos en una memoria no volatil.

El médulo de comunicacion 2120 puede tener la misma configuracion o una configuracion similar a una interfaz de
comunicacion 2070 de la figura 20. El médulo de comunicacion 2120 puede incluir una diversidad de circuiterias de
comunicacion, tales como, por ejemplo, y sin limitacion, el médulo celular 2121, un moédulo de fidelidad inalambrica
(Wi-Fi) 2122, un modulo de Bluetooth (BT) 2123, un médulo de sistema de navegacion global por satélite (GNSS)
2124 (por ejemplo, un moédulo de GPS, un médulo de Glonass, un médulo de Beidou o un médulo de Galileo), un
moddulo de comunicacion de campo cercano (NFC) 2125, un mddulo de MST 2126 y un médulo de radiofrecuencia
(RF) 2127.

Un dispositivo de asistente de antena se puede conectar a al menos uno del moédulo de comunicacion 2120
anteriormente mencionado. Una capacidad de un médulo de condensador, una inductancia de un médulo de bobina
de inductancia, y similares del dispositivo de asistente de antena conectado se pueden corresponder con una banda
de frecuencia gestionada por el médulo de comunicacion correspondiente, o se pueden ajustar.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas, el dispositivo electrénico se puede volver esbelto basandose en el
dispositivo de asistente de antena que tiene una estructura mas simple, se puede aplicar a diversas estructuras de
antena y puede asegurar un desempefio de antena necesario.

El médulo celular 2121 puede proporcionar, por ejemplo, un servicio de llamadas de voz, un servicio de llamadas de
video, un servicio de mensajes de texto o un servicio de Internet, y similares a través de una red de comunicacion. De
acuerdo con una realizacion ilustrativa, el modulo celular 2121 puede identificar y autenticar el dispositivo electrénico
2101 en una red de comunicacion usando el SIM 2129 (por ejemplo, una tarjeta de SIM). De acuerdo con una
realizacion ilustrativa, el médulo celular 2121 puede realizar al menos parte de las funciones que puede proporcionar
el procesador 2110. De acuerdo con una realizacion ilustrativa, el médulo celular 2121 puede incluir un procesador de
comunicacion (CP).

El médulo de Wi-Fi 2122, el mdédulo de BT 2123, el médulo de GNSS 2124, el médulo de NFC 2125 o el médulo de
MST 2126 pueden incluir, por ejemplo, un procesador para procesar datos transmitidos y recibidos a través del médulo
correspondiente. De acuerdo con diversas realizaciones, al menos algunos (por ejemplo, dos o mas) del médulo celular
2121, el médulo de Wi-Fi 2122, el mdédulo de BT 2123, el médulo de GNSS 2124, el médulo de NFC 2125 o el médulo
de MST 2126 pueden incluirse en un unico chip integrado (Cl) o en un paquete de ClI.

El médulo de RF 2127 puede transmitir y recibir, por ejemplo, una sefial de comunicacion (por ejemplo, una sefal de
RF). Aunque no se muestra, el médulo de RF 2127 puede incluir, por ejemplo, un transceptor, un modulo amplificador
de potencia (PAM), un filtro de frecuencia o un amplificador de ruido bajo (LNA), o una antena, y similares. De acuerdo
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con otra realizacion, al menos uno de entre el médulo celular 2121, el médulo de Wi-Fi 2122, el médulo de BT 2123,
el médulo de GNSS 2124, el médulo de NFC 2125 o el médulo de MST 2126 pueden transmitir y recibir una sefal de
RF a través de un médulo de RF separado.

El SIM 2129 puede incluir, por ejemplo, una tarjeta que incluye un SIM y/o un SIM integrado. El SIM 2129 puede incluir
informacion de identificacion Unica (por ejemplo, un identificador de tarjeta de circuito integrado (ICCID)) o informacion
de abonado (por ejemplo, una identidad internacional de abonado mévil (IMSI)).

La memoria 2130 (por ejemplo, una memoria 2030 de la figura 20) puede incluir, por ejemplo, una memoria incorporada
2132 y/o una memoria externa 2134. La memoria incorporada 2132 puede incluir al menos una de, por ejemplo, una
memoria volatil (por ejemplo, una memoria de acceso aleatorio dinamico (DRAM), una RAM estatica (SRAM), una
RAM dinamica sincrona (SDRAM) y similares), o una memoria no volatil (por ejemplo, una memoria solo de lectura
programable una vez (OTPROM), una ROM programable (PROM), una ROM borrable y programable (EPROM), una
ROM borrable y programable eléctricamente (EEPROM), una mascara ROM, una ROM flash, una memoria flash (por
ejemplo, una memoria flash NAND o una memoria flash NOR y similares), un disco duro o una unidad de estado solido
(SSD)).

La memoria externa 2134 puede incluir una unidad flash, por ejemplo, una flash compacta (CF), una digital segura
(SD), una micro-SD, una mini-SD, una digital extrema (xD), una tarjeta multimedia (MMC) o un lapiz de memoria, y
similares. La memoria externa 2134 puede conectarse operativa y/o fisicamente con el dispositivo electrénico 2101 a
través de diversas interfaces.

El médulo de seguridad 2136 puede ser un médulo que tiene un nivel seguro relativamente mas alto que la memoria
2130 y puede ser un circuito que almacena datos seguros y garantiza un entorno de ejecucion protegida. EI médulo
seguro 2136 se puede implementar con un circuito separado y puede incluir un procesador separado. El médulo de
seguridad 2136 puede incluir, por ejemplo, un elemento seguro integrado (eSE) que esta presente en un chip
inteligente extraible o una tarjeta de SD extraible o se integra en un chip fijo del dispositivo electronico 2101. Asimismo,
el médulo seguro 2136 puede ser accionado por un SO diferente del SO del dispositivo electronico 2101. Por ejemplo,
el médulo seguro 2136 puede operar basandose en un SO de la plataforma abierta de tarjetas de Java (JCOP).

El médulo de sensores 2140 puede medir, por ejemplo, una cantidad fisica o puede detectar un estado de
funcionamiento del dispositivo electrénico 2101, y puede convertir la informacion medida o detectada en una sefial
eléctrica. El moédulo de sensores 2140 puede incluir al menos uno de, por ejemplo, un sensor de gestos 2140A, un
sensor giroscopico 2140B, un sensor de barémetro (por ejemplo, de presién barométrica) 2140C, un sensor magnético
2140D, un sensor de aceleracion 2140E, un sensor de agarre 2140F, un sensor de proximidad 2140G, un sensor de
color 2140H (por ejemplo, sensor rojo, verde, azul (RGB)), un sensor biométrico 21401, un sensor de
temperatura/humedad 2140J, un sensor de iluminacién 2140K o un sensor de ultravioleta (UV) 2140M. Adicional o
alternativamente, el moédulo de sensores 2140 puede incluir adicionalmente, por ejemplo, un sensor de nariz
electrénica (no mostrado), un sensor de electromiografia (EMG) (no mostrado), un sensor de electroencefalograma
(EEG) (no mostrado), un sensor de electrocardiograma (ECG) (no mostrado), un sensor de infrarrojos (IR) (no
mostrado), un sensor de iris (no mostrado) y/o un sensor de huellas digitales (no mostrado), y similares. El modulo de
sensores 2140 puede incluir adicionalmente un circuito de control para controlar al menos uno o mas sensores
incluidos en el mismo. De acuerdo con diversas realizaciones, el dispositivo electronico 2101 puede incluir
adicionalmente un procesador configurado para controlar el médulo de sensores 2140, como parte del procesador
2110 o para ser independiente del procesador 2110. Mientras el procesador 2110 esta en estado de suspension, el
dispositivo electrénico 2101 puede controlar el médulo de sensores 2140.

El dispositivo de entrada 2150 puede incluir una diversidad de circuiterias de entrada, tales como, por ejemplo, y sin
limitacion, un panel tactil 2152, un sensor de lapiz (digital) 2154, una tecla 2156 o un dispositivo de entrada de
ultrasonidos 2158. El panel tactil 2152 puede usar al menos uno de, por ejemplo, un tipo capacitivo, un tipo resistivo,
un tipo infrarrojo o un tipo ultrasénico. Asimismo, el panel tactil 2152 puede incluir adicionalmente un circuito de control.
El panel tactil 2152 puede incluir adicionalmente una capa tactil y puede proporcionar una reaccion tactil a un usuario.

El sensor de lapiz (digital) 2154 puede ser, por ejemplo, parte del panel tactil 2152 o puede incluir una lamina separada
para reconocimiento. La tecla 2156 puede incluir, por ejemplo, un botén fisico, un teclado o una tecla 6ptica. El
dispositivo de entrada ultrasénica 2158 puede permitir que el dispositivo electronico 2101 detecte una onda de sonido
usando un micréfono (por ejemplo, un micréfono 2188) y verifique datos a través de una herramienta de entrada que
genera una sefal ultrasoénica.

El visualizador 2160 (por ejemplo, el visualizador 2060 de la figura 20) puede incluir un panel 2162, un dispositivo de
hologramas 2164 o un proyector 2166. El panel 2162 puede incluir una configuracioén igual o similar a la del visualizador
160 o 2060. El panel 2162 puede implementarse para ser, por ejemplo, flexible, transparente o poder llevarse puesto.
El panel 2162 y el panel tactil 2152 pueden integrarse en un moédulo. El dispositivo holografico 2164 puede mostrar
una imagen estereoscopica en un espacio usando interferencia de luz. El proyector 2166 puede proyectar luz sobre
una pantalla para visualizar una imagen. La pantalla se puede posicionar, por ejemplo, dentro o fuera del dispositivo
electronico 2101. De acuerdo con una realizacion, el visualizador 2160 puede incluir adicionalmente un circuito de
control para controlar el panel 2162, el dispositivo de hologramas 2164 o el proyector 2166.

23



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2 783 860 T3

La interfaz 2170 puede incluir una diversidad de circuiterias de interfaz, tales como, por ejemplo, y sin limitacion, una
interfaz multimedia de alta definicion (HDMI) 2172, un bus serie universal (USB) 2174, una interfaz éptica 2176 o una
D-subminiatura 2178. La interfaz 2170 puede incluirse, por ejemplo, en una interfaz de comunicacién 170 o 2070
mostrada en la figura 2 o 20. Adicional o alternativamente, la interfaz 2170 puede incluir, por ejemplo, una interfaz de
enlace de alta definicion movil (MHL), una interfaz de tarjeta SD/tarjeta multimedia (MMC) o una interfaz segun una
norma de la asociacion de datos por infrarrojos (IrDA).

El médulo de audio 2180 puede convertir un sonido y una sefal eléctrica en direcciones dobles. Al menos parte de los
componentes del médulo de audio 2180 pueden incluirse en, por ejemplo, una interfaz de entrada y salida 2050 (o una
interfaz de usuario) mostrada en la figura 20. El médulo de audio 2180 puede procesar la entrada o salida de
informacion de sonido a través de, por ejemplo, un altavoz 2182, un receptor 2184, un auricular 2186 o el micréfono
2188, y similares.

El médulo de camara 2191 puede ser un dispositivo que captura una imagen fija y una imagen en movimiento. De
acuerdo con una realizacion, el modulo de camara 2191 puede incluir uno o mas sensores de imagen (no mostrados)
(por ejemplo, un sensor delantero o un sensor trasero), una lente (no mostrada), un procesador de sefiales de imagen
(ISP) (no mostrado) o un flash (no mostrado) (por ejemplo, una lampara de xenén o LED).

El médulo de gestion de alimentacion 2195 puede gestionar, por ejemplo, la potencia del dispositivo electronico 2101.
De acuerdo con una realizacién, aunque no se muestra, el médulo de gestiéon de alimentacién 2195 puede incluir un
circuito integrado de gestion de alimentacion (PMIC), un Cl de carga o un indicador de combustible o bateria. EI PMIC
puede tener un procedimiento de carga por cable y/o un procedimiento de carga inalambrica. El procedimiento de
carga inalambrica puede incluir, por ejemplo, un procedimiento de resonancia magnética, un procedimiento de
induccion magnética o un procedimiento electromagnético, y similares. Se puede proporcionar adicionalmente un
circuito adicional para carga inalambrica, por ejemplo, una espira de bobina, un circuito de resonancia o un rectificador,
y similares. El medidor de bateria puede medir, por ejemplo, la capacidad restante de la bateria 2196 y la tension,
corriente o temperatura de la misma mientras la bateria 2196 esta cargada. La bateria 2196 puede incluir, por ejemplo,
una bateria recargable o una bateria solar.

El indicador 2197 puede visualizar un estado especifico del dispositivo electronico 2101 o parte (por ejemplo, el
procesador 2110) del mismo, por ejemplo, un estado de arranque, un estado de mensaje o un estado de carga, y
similares. El motor 2198 puede convertir una sefial eléctrica en vibracién mecanica y puede generar vibracion o un
efecto haptico, y similares. Aunque no se muestra, el dispositivo electrénico 2101 puede incluir una unidad de
procesamiento (por ejemplo, una GPU) para soportar una TV mavil. La unidad de procesamiento para soportar la TV
movil puede procesar datos multimedia de acuerdo con normas, por ejemplo, una norma de difusién multimedia digital
(DMB), una norma de difusion de video digital (DVB) o una norma MediaFlo™, y similares.

Cada uno de los elementos mencionados anteriormente del dispositivo electrénico de acuerdo con diversas
realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion puede configurarse con uno o mas componentes, y los nombres
de los elementos correspondientes pueden cambiarse de acuerdo con el tipo de dispositivo electrénico. El dispositivo
electrénico de acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion puede incluir al menos uno
de los elementos mencionados anteriormente, algunos elementos pueden omitirse del dispositivo electrénico u otros
elementos adicionales pueden incluirse adicionalmente en el dispositivo electrénico. Asimismo, algunos de los
elementos del dispositivo electrénico de acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion
pueden combinarse entre si para formar una entidad, permitiendo de este modo realizar las funciones de los elementos
correspondientes de la misma manera que antes de la combinacion.

La terminologia "mdédulo” usada en el presente documento puede significar, por ejemplo, una unidad que incluye uno
de entre hardware, software y firmware o dos o mas combinaciones de los mismos. La terminologia "médulo” puede
usarse indistintamente con, por ejemplo, terminologias "unidad”, "légica", "bloque légico", "componente" o "circuito”, y
similares. El "maédulo” puede ser una unidad minima de un componente integrado o una parte del mismo. El "médulo”
puede ser una unidad minima que realiza una o mas funciones o una parte del mismo. El "mddulo” se puede
implementar mecanica o electronicamente. Por ejemplo, el "moédulo” puede incluir al menos uno de un procesador
dedicado, una CPU, un chip de circuito integrado especifico de aplicacion (ASIC), matrices de puertas programables
en campo (FP-GA), o un dispositivo légico programable, que es bien conocido o se desarrollara en el futuro, para
realizar determinadas operaciones. El término médulo usado junto con el médulo de condensador, el médulo de bobina
de inductancia, o similares, se puede usar de forma intercambiable con el término estructura.

De acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion, al menos parte de un dispositivo (por
ejemplo, modulos o las funciones) o un procedimiento (por ejemplo, operaciones) puede implementarse con, por
ejemplo, instrucciones almacenadas en medios de almacenamiento legibles por ordenador que tienen un médulo de
programa. Cuando las instrucciones son ejecutadas por un procesador, uno o mas procesadores pueden realizar
funciones correspondientes a las instrucciones. Los medios de almacenamiento legibles por ordenador pueden ser,
por ejemplo, una memoria.

Los medios de almacenamiento legibles por ordenador pueden incluir un disco duro, un disco flexible, medios
magnéticos (por ejemplo, una cinta magnética), medios 6pticos (por ejemplo, una memoria de solo lectura de disco
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compacto (CD-ROM) y un disco versatil digital (DVD)), medios magneto-opticos (por ejemplo, un disco 6ptico flexible),
un dispositivo de hardware (por ejemplo, una ROM, una memoria de acceso aleatorio (RAM) o una memoria flash, y
similares), y similares. Asimismo, las instrucciones del programa pueden incluir no solo cédigos mecanicos compilados
por un compilador, sino también cédigos de lenguaje de alto nivel que pueden ser ejecutados por un ordenador usando
un intérprete y similares. El dispositivo de hardware mencionado anteriormente puede configurarse para operar como
uno o mas médulos de software para realizar operaciones de acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas de la
presente divulgacion, y viceversa.

Los médulos o médulos de programa de acuerdo con diversas realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion
pueden incluir al menos uno o mas de los componentes mencionados anteriormente, pueden omitirse algunos de los
componentes mencionados anteriormente o pueden incluirse adicionalmente otros componentes adicionales. Las
operaciones ejecutadas por modulos, médulos de programa u otros componentes pueden ejecutarse mediante un
procedimiento sucesivo, un procedimiento paralelo, un procedimiento repetido o un procedimiento heuristico.
Asimismo, algunas operaciones pueden ejecutarse en un orden diferente o pueden omitirse, y pueden afiadirse otras
operaciones.

Las realizaciones ilustrativas de la presente divulgacion descritas e ilustradas en los dibujos se proporcionan como
ejemplos para describir contenido técnico y para ayudar a la comprension, pero no limitan la presente divulgacion. Por
consiguiente, debe entenderse que, ademas de las realizaciones ilustrativas descritas en el presente documento, todas
las modificaciones o formas modificadas derivadas basandose en las ideas técnicas de la presente divulgacion se
incluyen en la presente divulgacion tal como se define en las reivindicaciones, y sus equivalentes.

Las realizaciones anteriormente descritas de la presente divulgacion se pueden implementar en hardware, firmware o
por medio de la ejecucion de software o cédigo informatico que puede almacenarse en un medio de registro tal como
un CD ROM, un Disco Versatil Digital (DVD), una cinta magnética, una RAM, un disco flexible, un disco duro o un
disco magneto-6ptico o cédigo informatico descargado a través de una red originalmente almacenado en un medio de
registro remoto o un medio legible por maquina no transitorio y que se va a almacenar en un medio de registro local,
de tal modo que los procedimientos descritos en el presente documento puedan representarse por medio de tal
software que esta almacenado en el medio de registro usando un ordenador de propodsito general o un procesador
especial o en hardware programable o dedicado, tal como un ASIC o FPGA. Como se entenderia en la técnica, el
ordenador, el procesador, el controlador de microprocesador o el hardware programable incluyen componentes de
memoria, por ejemplo, RAM, ROM, Flash, etc., que pueden almacenar o recibir software o cédigo informatico que,
cuando el ordenador, procesador o hardware accede al mismo y lo ejecuta, implementan los procedimientos de
procesamiento descritos en el presente documento.

El procesador puede incluir un microprocesador o cualquier tipo adecuado de circuiteria de procesamiento, tal como
uno o mas procesadores de uso general (por ejemplo, procesadores basados en ARM), un procesador de sefiales
digitales (DSP), un dispositivo légico programable (PLD), un circuito integrado especifico de aplicacion (ASIC), una
matriz de puertas programables en campo (FPGA), una unidad de procesamiento grafico (GPU), un controlador de
tarjeta de video, etc. Ademas, se reconocera que, cuando un ordenador de propdsito general accede a un cadigo para
implementar el procesamiento mostrado en el presente documento, la ejecucion del cédigo transforma el ordenador
de propdsito general en un ordenador de proposito especial para ejecutar el procesamiento mostrado en el presente
documento. Cualquiera de las funciones y etapas proporcionadas en las figuras se puede implementar en hardware,
software o una combinacion de ambos y se puede realizar en su totalidad o en parte dentro de las instrucciones
programadas de un ordenador. Ademas, un experto en la materia entiende y aprecia que un "procesador" o
"microprocesador" puede ser hardware en la divulgacion reivindicada.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo electrénico (100), que comprende:

un alojamiento (172);

un visualizador;

un circuito de comunicacion que incluye una pluralidad de lineas de circuito; un dispositivo de asistente de antena
(200) conectado al circuito de comunicacion;

una placa de circuito impreso (180), PCB, dispuesta entre una porcion inferior del visualizador y una parte inferior
del alojamiento;

en el que la PCB incluye:

multiples capas;

un area de cableado (181), en la cual esta dispuesto el circuito de comunicacion que incluye la pluralidad de
lineas de circuito,

un area de corte de relleno (183), en la que no se forma linea de circuito alguna y se dispone el dispositivo de
asistente de antena (200) conectado al circuito de comunicacion;

en el que el area de cableado y el area de corte de relleno son coplanarias y cada una de las mismas se extiende
a través de las multiples capas de la PCB; y en el que
el dispositivo de asistente de antena comprende:

un primer patrén conductor (210) que comprende unos sustratos de condensador apilados, en el que al menos
unos primeros lados de los sustratos de condensador apilados estan configurados para ser conectados a una
antena (172, 174), y al menos unos segundos lados opuestos a los primeros lados de los sustratos de
condensador apilados estan configurados para ser conectados a un alimentador;

un segundo patrén conductor (230) dispuesto en una porcion inferior o superior del primer patron conductor, en
el que un lado del segundo patrén conductor esta configurado para ser conectado al alimentador y otro lado
del segundo patrén conductor opuesto al un lado esta configurado para conectarse a una masa; y

una placa conductora (220) dispuesta entre el primer patron conductor y el segundo patrén conductor, en el
que cada uno del primer patron conductor, el segundo patron conductor y la placa conductora esta definido
mediante una capa de metal de la PCB.

2. El dispositivo electrénico de la reivindicacion 1, en el que el primer patron conductor (210) comprende:

una primera pila de condensador que comprende una pluralidad de sustratos de condensador (211, 212) de los
sustratos de condensador apilados conectados eléctricamente entre si, teniendo una superficie cada uno de la
pluralidad de sustratos de condensador, estando la pluralidad de sustratos de condensador dispuestos en vertical
para estar separados entre si con una separacion especifica;

una segunda pila de condensador que comprende una pluralidad de sustratos de condensador (212, 211) de los
sustratos de condensador apilados, separados entre si de la pluralidad de sustratos de condensador de la primera
pila de condensador y conectados eléctricamente entre si, teniendo una superficie cada uno de la pluralidad de
sustratos de condensador de la segunda pila de condensador, estando dispuestos la pluralidad de sustratos de
condensador de la segunda pila de condensador entre la pluralidad de sustratos de condensador de la primera pila
de condensador;

una pluralidad de capas de aislamiento (213) que esta dispuesta entre los sustratos de condensador; y

un orificio de paso (217) que conecta eléctricamente al menos algunos de los sustratos de condensador.

3. El dispositivo electronico de la reivindicacion 2, en el que cada una de la primera pila de condensador y la segunda
pila de condensador comprende:

una columna formada en el orificio de paso (217), que pasa en vertical a través de la pluralidad de sustratos de
condensador (211, 212) para conectar eléctricamente la pluralidad de sustratos de condensador.

4. El dispositivo electronico de la reivindicacion 2 o 3, en el que la placa conductora (220) comprende un sustrato
metalico, una capa de aislamiento superior dispuesta sobre el sustrato, y una capa de aislamiento inferior dispuesta
por debajo del sustrato; o

en el que el segundo patrén conductor (230) comprende unas lineas de sefial que estan conectadas eléctricamente
entre si y dispuestas en un patrén en zigzag.

5. El dispositivo electronico de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, que comprende adicionalmente uno o mas de:

al menos una de una bobina de inductancia variable conectada eléctricamente al segundo patrén conductor (230)
o una bobina de inductancia auxiliar que tiene una inductancia de una magnitud especifica;

al menos uno de un condensador variable conectado eléctricamente al primer patron conductor (210) o un
condensador auxiliar que tiene una capacidad especifica;

una primera linea de alimentacién que esta configurada para conectar eléctricamente el primer patréon conductor
con el alimentador;

una segunda linea de alimentacion que esta configurada para conectar eléctricamente el segundo patrén conductor

26



10

15

20

25

30

35

40

ES 2 783 860 T3

con el alimentador;

una linea de masa que esta configurada para conectar eléctricamente el segundo patrén conductor con la masa;
y s .z ra . ra . . ra
una linea de conexion de antena que esta configurada para conectar eléctricamente un lado del primer patron
conductor con la antena.

6. El dispositivo electrénico de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende adicionalmente:

un elemento radiante de antena dispuesto sobre un lado del alojamiento (172) o que define al menos una porcion de
una superficie exterior del alojamiento, y conectado eléctricamente al circuito de comunicacion y el dispositivo de
asistente de antena.

7. El dispositivo electrénico de la reivindicaciéon 6, que comprende adicionalmente:

una primera capa de aislamiento dispuesta entre el primer patrén conductor (210) y la placa conductora (220); y
una segunda capa de aislamiento dispuesta entre el segundo patréon conductor (230) y la placa conductora (220).

8. El dispositivo electrénico de la reivindicacion 6 o 7, en el que se hace flotar eléctricamente la placa conductora (220)
con respecto a otro conductor en el dispositivo electronico; o

en el que la placa conductora (220) protege eléctrica o magnéticamente el primer patrén conductor (210) y el segundo
patron conductor (230).

9. El dispositivo electronico de la reivindicacion 6, 7 u 8, en el que los sustratos de condensador apilados del primer
patrén conductor comprenden una pluralidad de miembros conductores planos dispuestos en las multiples capas de
la placa de circuito impreso (180).

10. El dispositivo electrénico de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, en el que el segundo patrén conductor (230)
comprende una pluralidad de patrones curvados.

11. El dispositivo electrénico de la reivindicacion 10, en el que la pluralidad de patrones curvados comprenden:
patrones sinuosos.

12. El dispositivo electronico de cualquiera de las reivindicaciones 6 - 9 o las reivindicaciones 10 - 11 cuando dependen
de las reivindicaciones 6 - 9, que comprende adicionalmente al menos uno de:

un conector dispuesto entre el elemento radiante de antena y la placa de circuito impreso (180); o

una zona terminal conductora conectada eléctricamente al primer patron conductor (210) y

un conector conductor flexible que esta conectado eléctricamente al elemento radiante de antena y entra en
contacto con la zona terminal conductora.

13. El dispositivo electronico de cualquiera de las reivindicaciones 6 - 9 o las reivindicaciones 10 - 12 cuando dependen
de las reivindicaciones 6 - 9, que comprende adicionalmente:

al menos una masa dispuesta en el interior del alojamiento,
en el que el primer patrén conductor (210) y/o el segundo patron conductor (230) estan conectados eléctricamente
a la al menos una masa.

14. El dispositivo electronico de cualquiera de las reivindicaciones 6 - 9 o las reivindicaciones 10 - 12 cuando dependen
de las reivindicaciones 6 - 9, en el que la placa de circuito impreso comprende:

una placa de circuito impreso rigida; y

una placa de circuito impreso flexible fijada a la placa de circuito impreso rigida;

en el que uno cualquiera del primer patrén conductor (210) y el segundo patron conductor (230) esta dispuesto en
la placa de circuito impreso rigida, y el otro del primer patron conductor y el segundo patron conductor esta
dispuesto en la placa de circuito impreso flexible.
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FIG. 1A
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FIG.1B
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FIG. 11
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FIG.12A
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FIG.12B
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